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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET LES ENSEMBLES -

Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion

(cartes imprimées)

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie\ds interhationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications ac SSIle au, publi ) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration/e s d'études
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet trait \Les,organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ave icipewt également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internagj S \T isati (1SO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les guestions es représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés,|étarft Jonné ités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’étude

3) Les Publications de la CEl se présentent & internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux d S effo § raisonnables sont entrepris afin que la CEI

s'assure de I'exactitude du contenu technique > i ; € peut pas etre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétatie® :

4) Dans le but d'encourager I'uniformité intern tionaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appllqu PubMlcations de la CEIl dans leurs publications
natlonales et reglonales outes\Publications de la CEIl et toutes publications

alant indication d’approbation et n'engage pas sa

5) La CEl n’a prévu auduhe
C mes a une de ses Publications.

responsabilité pour les
6) Tous les utilisat iveht s'asgurergllils sont\eppossession de la derniere édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité { I éepa la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

nationaux de la @ judi ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de g sqity" directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice) nt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre R owau crédit qui lui est accordé.
8) L'atte références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

I'objet de (droits~de ppopriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable-de ne pa< avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61189-3 a été établie par le comité d'études 52 de la CEIl: Circuits
imprimes, en collaboration avec les comités d’études 91: Technique du montage en surface,
et"50: Essais d’environnement.

I'a Inré:nn’rp version caonsaolidée de la CEl 681189-3 rnmlnrpnd la pmmic‘:m adition (1QQ7)

[documents 52/627/FDIS et 52/698/RVD] et son amendement1 (1999) [documents
52/805/FDIS et 52/825/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS,
INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 3: Test methads for interconnection structures

(printed boards)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizati
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in
this end and in addition to other activities,
Technical Reports,

4) In order to promote |nterna ional i i ionav/Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the ma S B ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication_am A fonal or regional publication shall be clearly indicated in

the latter
5) IEC provides n i QI atevits approval and cannot be rendered responsible for any

other damage of a na whaigoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expensgsi\arising \Qut of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is™draw \ ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable _foxthe cogrect application of this publication.

9) Attention,is~drawn tothe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent fights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61189-3 has been prepared by IEC technical committee 52: Printed
circuits, in cooperation with technical committee 91: Surface mounting technology, and
technical committee 50: Environmental testing.

This consolidated version of IEC 61189-3 consists of the first edition (1997) [documents
52/627/FDIS and 52/698/RVD] and its amendment 1 (1999) [documents 52/805/FDIS and
52/825/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.
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Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec les parties suivantes de la CEl 61189,
sous le titre générique Méthodes d’essai pour les matériaux électriques, les structures
d’interconnexion et les ensembles:

Partie 1:  Méthodes d'essai générales et méthodologie

Partie 2: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion

Partie 4: Méthodes d'essai des composants électroniques caractéristiques de montage

Partie 5: Méthodes d'essai des ensembles de structures d'interconnexion et également
la norme suivante:

CEIl 60068: Essais d'environnement

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de seg
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le si
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publicatj
la publication sera
* reconduite,
* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

&

« amendée.
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Annexes A and B are for information only.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61189, under
generic title Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies:

Part 1: General test methods and methodology

Part 2: Test methods for materials for interconnection structures

Pcllt 3 TUOt IIIUthUdO fUI U:UUtIUII;U U\JIII}JUIIUIItO GOOUIIIb:;IIH Uhalabtcl ;Ot;UO
Part 5: Test methods printed board assemblies and also the following standard

IEC 60068 Environmental testing

arnendments will
eh site under
his date,

The committee has decided that the contents of the base publication and
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific pu
the publication will be

* reconfirmed,
e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

&

* amended.
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INTRODUCTION

La CEI 61189 porte sur les méthodes d'essais applicables aux cartes imprimées et équipées
ainsi que sur la robustesse des matériaux et des composants employés sans tenir compte de
leur mode de fabrication.

Cette norme est divisée en pIu3|eurs partles distinctes qU| traitent des informations a Iusage

UCO \JUIIUG'JLCUIO UL UCO LGUIIIIIUICIIO uu IIIyUIIICuIO bllalyUD UC IG IIIULIIUUUIUyIC UCO Coodlo.
Chacune de ces parties a son but particulier; les méthodes sont groupées en fonction de leur
application et sont numérotées successivement, a mesure de leur élaboration et de leUr
publication.

On a repris dans certains cas des méthodes d'essai élaborées par d'autfes COW ités\d'études

(le CE 50 par exemple) a partir d'autres normes de la CEIl, dansAi de ‘- fournir a
l'utilisateur un ensemble complet de méthodes d'essai. Ces cas i dans la
méthode d'essai correspondante et, si cette méthode d'essai a su on, les

Cette partie de la CEl 61189 comporte des méthodes d'ess4i ap o atériaux utilisés
pour constituer des structures d'interconnexion 2 Qe des ensembles
électroniques. Ces méthodes sont autonomes et cg isamrent de détails et de
descriptions pour que l'uniformité et la reproductibilité et des méthodologies

Les essais qui figurent dans la présentenpublica oupés/en fonction du code suivant
P )
V: méthodes d'essais
D: méthodes d'
C: méthodes d'ess
M: me’thodes i
E: méthodes d€sda|
N )

X:

préfixe la
d'essai.

Les numéros des méthodes d'essai ne déterminent pas une éventuelle séquence d'essai; cette
responsabilité dépend de la spécification qui impose I'exécution d'une méthode donnée. Dans
la plupart des cas, la spécification appropriée indique aussi les critéres d'acceptation et de
rejet.

C'ensemble fetife et numero donne ta reference a utiiSer dans 1a speciiication appropriee. AMs|
«3D02» représente la deuxieme méthode d'essai des dimensions exposée dans la présente
publication.

En bref, dans cet exemple «3» représente la partie de la norme de la CEIl (61189-3), D, le
groupe de méthodes et 02, le numéro de I'essai.

L'annexe B donne la liste de toutes les méthodes d'essai de cette norme, ainsi que de celles
qui sont a I'étude. Cette annexe fera I'objet de mises a jour lors de I'introduction de nouveaux
essais.
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INTRODUCTION

IEC 61189 relates to test methods for printed boards and printed board assemblies, as well as
related materials or component robustness, irrespective of their method of manufacture.

The standard is divided into separate parts, covering information for the designer and the test
methodology engineer or technician. Each part has a specific focus; methods are grouped

H + o o IH '+ ol | pu | a0l o pu | l ol pu | l pu |
aLlLuUTuIrty tu micitT appnedativln armu TiurimTvcTTUu oTUUTTILUAITYy do UITYy aic UTVTIUPTU Aty TTITaAoTU.

In some instances test methods developed by other TCs (e.g.TC 50) have been reproduced
from existing IEC standards in order to provide the reader with a comprehensive set ofytest
methods. When this situation occurs, it will be noted on the specific test-method; if-the test
method is reproduced with minor revision, those paragraphs that are different are\jdentified.

This part of IEC 61189 contains test methods for evaluating printed/boairds and otherNforms of
interconnection structures. The methods are self-contained ici detail and
description so as to achieve uniformity and reproducibilit g 8s and test
methodologies.

The tests shown in this standard are grouped according

P: preparation/conditioning methods
visual test methods

dimensional test methods
chemical test methods
mechanical test methods

X: miscellanequs t
To facilitate refeﬁ
future expansion, ef
prefix (group codg

Zm=Z00<

e refevant specification that calls for the method being performed.
The relevant sps ifcati in most instances, also describes pass/fail criteria.

The letter and-ntnbep combinations are for reference purposes, to be used by the relevant
specification:”"Thus “3D02" represents the second dimensional test method described in this
publication:

In-short, for this example, 3 is the part of IEC standard (61189-3), D is the group of methods,
and 02 is the test number.

A list of all test methods included in this standard, as well as those under consideration is given
in annex B. This annex will be reissued whenever new tests are introduced.
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METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET LES ENSEMBLES -

Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

1 Domaine d'application et objet

artes imprimées — Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides avec
connexions gdntersquches — Spécification intermédiaire — Section 1: Spécification particuliére
d'agrément =Niveaux de performance A, B et C

ISO 4046:1978, Papier, carton, pates et termes connexes — Vocabulaire

3 Exactitude, précision et résolution

Les erreurs et les incertitudes sont inhérentes a toutes les méthodes de mesurage. Les
renseignements donnés ci-dessous permettent de faire des évaluations valables de la quantité
d'erreurs et d'incertitudes a prendre en compte.

Les données d'essai poursuivent un certain nombre de buts tels que:

— le contrble de processus;
— une confiance accrue dans la conformité de la qualité;

— un arbitrage entre le client et le fournisseur.
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TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS,
INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 3: Test methods for interconnection structures
(printed boards)

1 Scope and object

This part of IEC 61189 is a catalogue of test methods representing
procedures that can be applied to test materials used for manufa
structures (printed boards) and assemblies.

odologies and

2 Normative references

Fest Ca: Damp heat, steady state

gts — Test T: Soldering

connectip S Section 1: Capability Detail Specification -

ISO 4046:1978,)Rapery board, pulp and related terms — Vocabulary

3 Accuracy, precision and resolution

Errors and uncertainties are inherent in all measurement processes. The information given
below enables valid estimates of the amount of error and uncertainty to be taken into account.

Test data serve a number of purposes which include:

— to monitor a process;
— to enhance confidence in quality conformance;

— to arbitrate between customer and supplier.
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Dans n'importe laquelle de ces circonstances, il est essentiel que la confiance puisse étre
placée dans les données d'essai en termes de:

— exactitude: étalonnage des instruments et/ou du systéme d'essai;

— précision: la reproductibilité et I'incertitude dans le mesurage;

— résolution: I'adaptation des instruments et/ou des systemes a I'essai.

3.1 Exactitude

Le régime par lequel I'étalonnage d'usage de I'équipement d'essai est entrepris doit étre
clairement déclaré dans la documentation qualité du fournisseur ou de I'organisme condujsant
I'essai et doit satisfaire aux exigences du paragraphe 4.11 de I'ISO 9002.

L'étalonnage doit étre conduit par un organisme accrédité auprés d Rational ou

jusqgu’a un étalon national ou international.

Si I'étalonnage suivant une norme nationale ou
techniques «inter-laboratoires» peuvent étre utilisées et
renforcer la confiance dans I'exactitude du mesurage.

: rvalles d'étalonnage plus
courts. Un équipement qui se trouve régulié imites acceptables peut étre

Un rapport d’étalonnage et Ihlstorlqu > i anoe doivent étre gardés pour chaque
mstrument Ces pleces deyraj

La loi d'incerti ique de mesurage est formée d'incertitudes a la fois
systématique ' es les estimations doivent étre basées sur un seul niveau de
confiance

— les idcertitudes dans I'étalonnage;

— legs)erreurs dues a l'utilisation d'un instrument dans des conditions différentes de celles
dans lesquelles il a été étalonné;

~."les erreurs dans la graduation d'échelle d'un appareil analogique (erreur d'échelle).

Les incertitudes aléatoires proviennent de nombreuses sources, mais peuvent étre déduites du
mesurage répété d'un étalon. Il n'est donc pas nécessaire d'isoler les contributions
individuelles. Elles peuvent comprendre:

— des fluctuations aléatoires telles que celles dues aux variations d'un parameétre d'influence.
Typiquement, les changements dans les conditions atmosphériques réduisent la repro-
ductibilité d'un mesurage;

— une incertitude de mobilité, telle que le réglage d'un pointeur sur un repére conventionnel
ou l'incertitude d’interpolation entre les graduations d'une échelle analogique.
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In any of these circumstances, it is essential that confidence can be placed upon the test data
in terms of:

— accuracy: calibration of the test instruments and/or system;

— precision: the repeatability and uncertainty of the measurement;

— resolution: the suitability of the instruments and/or system for the test.

3.1 Accuracy

The regime by which routine calibration of the test equipment is undertaken shall be clearly
stated in the quality documentation of the supplier or agency conducting the test, and-shall
meet the requirements of 4.11 of ISO 9002.

The calibration shall be conducted by an agency having accreditati Rational or
international measurement standard institute. There should be 2z Rintexrupted “¢hain of
calibration to a national or international standard.

Where calibration to a national or international standare_i ound robin"
techniques may be used, and documented, to enhance config ent accuracy.

The calibration interval shall normally be one year. Equipment on fly found to be outside
acceptable limits of accuracy shall be subject intervals. Equipment
consistently found to be well within age¢ i subject to relaxed calibration

These records should state the uncertaintys{ ¢h alibration technique (in £ % deviation) in
order that uncertainties of pre ggr gated and determined.

A procedure shall be i
outside calibration limif

3.2 Precision

The uncertainty udge 2 irement technique is made up of both systematic and
random unce i ) { shall be based upon a single confidence level, the

Systema' cgrta ' are usually the predominant contributor, and will include all

— calibration’unce

— errofs due to the use of an instrument under conditions which differ from those under which
itt(was calibrated;

— jerrors in the graduation of a scale of an analogue meter (scale shape error).

Random uncerfainties result from numerous sources but can be deduced from repeated

measurement of a standard item. Therefore, it is not necessary to isolate the individual
contributions. These may include:

— random fluctuations such as those due to the variation of an influence parameter. Typically,
changes in atmospheric conditions reduce the repeatability of a measurement;

— uncertainty in discrimination, such as setting a pointer to a fiducial mark, or interpolating
between graduations on an analogue scale.
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Agrégation des incertitudes: L'addition géométrique (racine carrée de la somme des carrés)
des incertitudes peut étre utilisée dans la plupart des cas. L'erreur d'interpolation est
normalement ajoutée séparément et peut étre acceptée comme étant 20 % de la différence
entre les graduations les plus fines de I'échelle de l'instrument.

U = +(U2+U2) + U,

oLl

U; est l'incertitude totale
Ug est l'incertitude systématique
U, est l'incertitude aléatoire

U; est I'erreur d'interpolation

U, = toln

U, est l'incertitude aléatoire
n est I'effectif de I’échantillon

t est le point pourcentage de la dis
statistiques

paragraphe 3.5 ou des tables

F estI’écart type (Fn_1)

3.3 Résolution

suffisante. Les s,
10 % (ou meilleu

la méthode d'essai utilisée;

— l'identité du ou des échantillon(s);
— _linstrumentation d'essai;

~ la ou les limite(s) spécifiée(s);

~ l'estimation de l'incertitude de mesurage et la ou les limite(s) de fonctionnement résultant

pour l'essai;
— les résultats d'essai détaillés;
— la date de l'essai et la signature des opérateurs.

3.5 Distribution «t» de Student

Le tableau 1 donne les valeurs du facteur «t» pour les niveaux de confiance de 95 % et 99 %
en fonction du nombre de mesurages. Il est suffisant d'utiliser la limite de 95 % comme dans le
cas des exemples réalisés, décrits dans I'annexe A.
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Aggregation of uncertainties: Geometric addition (root-sum-square) of uncertainties may be
used in most cases. Interpolation error is normally added separately and may be accepted as
being 20 % of the difference between the finest graduations of the scale of the instrument.

U = £ (U2 +U?) + U,

where

U; is the total uncertainty
Us is the systematic uncertainty

U, is the random uncertainty

U; is the interpolation error

Determination of random uncertainties: Random uncertainty can hé
measurement of a parameter and subsequent statistical manipylatis
The technique assumes that the data exhibits a normal (Gaussiagn) ™

where

U, is random uncertainty
n is the sample size

t is the percentage point of the "t" disthb
F is the standard deviation (Fn_1)

3.3 Resolution

3.4

— the testhinstrumentation;

— the\specified limit(s);

—~an estimate of measurement uncertainty, and resultant working limit(s) for the test;
<, the detailed test results;

— the test date and operators’ signature.
3.5 Student’s "t" distribution

Table 1 gives values of the factor "t" for 95 % and 99 % confidence levels, as a function of the
number of measurements. It is sufficient to use 95 % limits, as in the case of the worked
examples shown in annex A.
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Tableau 1 — Distribution «t» de Student

Effectif de Valeur t Valeur t Effectif de Valeur t Valeur t

I'échantillon 95 % 99 % I'échantillon 95 % 99 %
2 12,7 63,7 14 2,16 3,01
3 4,3 9,92 15 2,14 2,98
4 348 584 16 243 295
5 2,78 4,6 17 2,12 2,92
6 2,57 4,03 18 2,11 2,9
7 2,45 3,71 19 2,1 2,88
8 2,36 3,5 20 2,09/ 2,86

9 2,31 3,36 21 2080 | \2:83
10 2,26 3,25 22 075 \ [N\ 282
11 2,23 3,17 23 \ 27 2,87

12 2,2 3,11 24
13 2,18 3,05 25, N\ N\ \@® \ |V 279

/\S
/
L&
/
4

3.6 Limites d'incertitude suggérées

Les incertitudes cibles suivantes sont

) Tension < 1 kV:
) Tension > 1 kV:
) Courant < 20 A:
) Courant > 20 A:

+ H+ +

a
b
c
d

Résistance
) Terre et co ui
Isolement:
Frequence

Temps
h) Intervajte t1s
i) Intervale > 60 2%
i) Méasse £0,5%
k) Massede-0 g\a 1%
I) Masse *MN0 g: 2%

m) Forge:

n) Bimension < 25 mm: £0,5%
o).Dimension > 25 mm: £ 0,1 mm
p) Température < 100 °C: +1,5%
q) Température > 100 °C: £35%
r) Humidité de 30 a 75 % HR: +5 % HR

Epaisseurs de la métallisation

s) Méthode de rétrodiffusion:  +10 %
t) Microsection: 2 pum
u) Contamination ionique: 10 %
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Table 1 — Student’s "t" distribution

Sample t value t value Sample t value t value
size 95 % 99 % size 95 % 99 %
2 12,7 63,7 14 2.16 3,01
3 4,3 9,92 15 2,14 2,08
7 378 584 76 713 795
5 2,78 4.6 17 2,12 2,92

6 2,57 4,03 18 2,11 2,9
7 2,45 3,71 19 21 2.88
8 2,36 3,5 20 209 \2.86
9 2,31 3,36 21 /\%Q\s 2\Q
10 2,26 3,25 22 |\ 2w\ es?
11 2,23 3,17 23 o7 2.81

<N

12 2,2 3.11 24< N2.065 \ 2.8
13 218 3.05 N 2088 2,79

3.6 Suggested uncertainty limits
The following target uncertainties are suggested:

) Voltage < 1 kV:
) Voltage > 1 kV:
) Current < 20 A:
) Current > 20 A:

Resistance g}
e) Earth and conti
f) Insulation:
g) Frequency:

Time
h) Inte 1
i) Interv 2
j) Mass <410~g £0,5%
k) Mass 40 g to M0 g +1%
I) Mass™> 100 g: 2%
m)-Force: 2%
n) Dimension < 25 mm: +0,5%
o) Dimension > 25 mm: + 0,1 mm
p) Temperature < 100 °C: +1,5%
q) Temperature > 100 °C: +3,5%
r) Humidity 30 to 75 % RH: +5%RH

Plating thicknesses

s) Backscatter method: 1
t) Microsection: 2 pum
u) lonic contamination: 1
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4 Recueil de méthodes d'essai approuvées

La présente norme donne des méthodes d'essai spécifiques largement détaillées pour
permettre leur mise en oeuvre en renvoyant au minimum a d'autres procédures spécifiques.
L'application de méthodes génériques de conditionnement par exposition recourt a des renvois
aux méthodes des CEI 61189-1 ou CEI 60068 par exemple, qui deviennent partie obligatoire
de la méthode normalisée d'essai lorsqu’elles sont applicables.

Chaque méthode possséde son titre propre, son numéro et son état de révision afin de
permettre la tenue a jour et I'amélioration des méthodes d'essai en fonction de I'évolution des
exigences de l'industrie ou des demandes de méthodologies nouvelles. Les méthodes
s'articulent en groupes et en essais individuels.

5 P: Méthodes d'essais de préparation ou de conditionne

6 V: Méthodes d'essais visuels

6.1 Essai 3V01: Méthode de grossissement 3 X (a I'é
6.2 Essai 3V02: Méthode de grossissement 10
6.3 Essai 3V03: Méthode de grossis

6.4 Essai 3V04: Contréle visuel gé

7.1 Essai 3D01: Méthode
7.2 Essai 3D(@a
7.21 Objet

L'objet de cette gé

Lorsque)des éprouvettes sont utilisées comme spécifié dans la CEIl 62326-4-1 et selon accord
entrel'utilisateur et le fournisseur, la mesure doit étre effectuée sur I'éprouvette F.

7:2.3 Appareillage d'essai et matériaux

On doit utiliser, soit un oculaire éclairé, soit un microscope, soit un projecteur possédant un
micromeétre oculaire ayant une résolution de 0,01 mm ou supérieure.

7.2.4 Mode opératoire

La largeur du conducteur et I'espacement entre les conducteurs doivent étre mesurés en des
points choisis au hasard et incluant des zones centrales et périphériques, selon la spécification
applicable, et observés verticalement depuis le dessus. La valeur mesurée doit étre
enregistrée au plus prés des 0,01 mm. Les défauts de bord tels que les empreintes, les arétes
et les éclats doivent étre exclus de la mesure.
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4 Catalogue of approved test methods

This standard provides specific test methods in complete detail to permit implementation with
minimal cross-referencing to other specific procedures. The use of generic conditioning
exposures is accomplished in the methods by reference, for example IEC 61189-1 and
IEC 60068 and when applicable, is a mandatory part of the test method standard.

Each method has its own title, nhumber and revision status to accommodate updating and
improving the methods as industry requirements change or demand new methodology. The
methods are organized in test method groups and individual tests.

5 P: Preparation/conditioning test methods

6 V: Visual test methods

6.1 Test 3V01: 3 X magnification (under consideration)

6.2 Test 3V02: 10 X magnification (under considerz

6.3 Test 3V03: 250 X magnification (under consid

6.4 Test 3V04: General visual (ung

7.2 Test 3D02: Con

7.2.1 Object
The purpose of v-‘

and spacing of a pri

7.2.3 <Fest apparatus and materials

AnSilluminated eyepiece or microscope or projector having an ocular micrometer with a res-
olution of 0,01 mm or better shall be used.

7.2.4 Procedure

The conductor width and spacing between conductors shall be measured at random points,
including central and corner areas, according to the relevant specification, and viewed
vertically from above. The measured value shall be recorded to the nearest 0,01 mm. Edge
defects such as indentations, projections, and slivers shall be excluded from measurement.
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7.2.5 Rapport

Le rapport doit comporter

a) le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;
b) la date de I'essai;

c) lidentification et la description de I'’éprouvette;

d) la largeur du conducteur et 'espacement mesurés;

e) le nombre de couches;

f) le nombre de mesures;
g) les largeurs minimales et maximales observées du conducteur et les egp

h) la largeur moyenne du conducteur et les espacements;
i) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;
i) le nom de la personne qui effectue I'essai.

7.2.6 Information complémentaire
Aucune.
7.3 Essai 3D03: Controle optique automatisé

7.4 Essai 3D04: Examen dimensie

8.1 Essai 3C01:
(a I'étude)

8.2 Essai 3C02: Inf
(a I'étude)

8.3 Essai 3C@
8.3.1 Objet

L'objet de I'e
incandescent

L’intensité de
de I'incandescence d’

ihflammation est équivalente a celle d’'une surchauffe accidentelle ou
seul composant électronique.

Il convient*de faire référence a 8.3 de la CEI 60326-3, relatif a I’étanchéité au feu des cartes
imprimees et a 'adaptabilité des méthodes d’essai.

Les durées mesurées par cet essai sont une indication de la capacité de la carte imprimée a
S’éteindre toute seule. Il n’'y a pas de corrélation avec d’autres propriétés de matériau(x), tel

que l'indice d’oxygene.

8.3.2 Eprouvette d’essai

Le spécimen d'essai doit étre une carte de production ou une carte d’essai qui est
représentative d’'une carte de production en terme de:

— matériau(x) de base;
— revétement(s) de surface;
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7.2.5 Report

The report shall include

[

the test method number and revision;
the date of the test;

O T

Q.

)
)
) the identification and description of the specimen;
) the conductor width and spacing measured;

)

D

the layer number;

—h

) the number of measurements;

g) the maximum and minimum observed conductor widths and spaces;
h) the average conductor width and spaces;

i) any deviation from this test method;

j) the name of the person conducting the test.

7.2.6 Additional information

None.

7.3 Test 3D03: Automated optical inspectio

7.4 Test 3D04: Dimensional examinatie

8.1 Test 3C01: Flammg
8.2 Test 3C02: Fla

8.3 Test 300:@a
8.3.1 Object

The object of th
wire under spegsi

Reference should~hg Mmade to 8.3 of IEC 60326-3, with regard to the fire integrity of printed
boards and\the suitability of test methods.

Timings measured by this test are an indication of the ability of the printed board to self-
extinguish. There is no correlation with other properties of the material(s), such as the oxygen
index.

8.3.2 Test specimen

The test specimen shall be a production board or a test board that is representative of the
production board in terms of:

— base material(s);
— surface coating(s);
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— type (par exemple multicouche, simple face, etc.);
— taille;

— conception;

— superficie;

— épaisseur;

— répartition métallique.

Les cartes d’essai de 150 mm x 150 mm peuvent étre considérées suffisamment grandes pour
représenter des cartes de production plus grandes. Il convient que les cartes de production
plus petites soient soumises aux essais dans leurs tailles réelles.

Un minimum de cing éprouvettes doivent étre soumises aux essais.

8.3.3 Appareillage d’essai et matériaux

Les appareillages d’essai et les matériaux suivants doivent étre ytilises:

a) Une piéce ou un compartiment, dans lequel I'essai es : cdany des dimensions
adéquates pour garantir que I'essai soit effectué pratique S ¢ atmosphére sans

courant d’air, mais qui autorise une alimentafion i ffi e afin d’obtenir une

et.d'un digmétre extérieur ne dépassant
dispositifde fixation mobile.

c) Un bradleur doit étre alimenté en b{tane_aya
pas admettre de l'air d @Sﬂ

doit étre le gaz de réfe

pable de maintenir une température de (125 £ 5) °C.
g de maintenir une humidité relative de 20 % (R.H) ou inférieur.

Les éprouvettes d’essai doivent étre préconditionnées pendant 24 h a (125 = 5) °C dans un
foura-circulation d'air. On doit alors laisser les éprouvettes d’essai se stabiliser pendant 4 h a
tempeéerature ambiante dans un dessiccateur comportant du chlorure de calcium anhydre.

ta—specificatiom—applicabte—doit—d&taitter ta—positiom—de—téprouvette—d'essal et te—poimnt
d’application de la flamme (par exemple la surface, le bord). Il convient que l'orientation de
I’éprouvette (par exemple horizontale ou verticale) corresponde au mode de fonctionnement
prévu dans I’équipement assemblé.

Lorsque I'on utilise une application de surface, le point d’application de la flamme doit, si la
taille de I'éprouvette le permet, ne pas étre a moins de 10 mm du bord le plus proche, afin
d’atténuer les effets de bord.
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— type (for example multilayer, single-sided, etc.);
— size;

— design;

— surface area;

— thickness;

— metal distribution.

Test boards of 150 mm x 150 mm may be considered large enough to represent larger
production boards. Smaller production boards should be tested in their actual size.

A minimum of five specimens shall be tested.

8.3.3 Test apparatus and materials
The following test apparatus and materials shall be used:

a) A room or compartment, in which the test is conducted

. adequate to
ensure that the test is carried out in a substantially draughf\ree

phere, but which

allows a sufficient supply of air for normal combustiorr—Subduedight iSNadvantageous.
b) A burner to produce the test flame, which is a tupe v < least 35 mm with an
internal diameter of (0,5 £ 0,1) mm and an ext eter not €xceeding 0,9 mm. The

burner shall be held in a movable fiy

a ) purity of 95 %. No air may be
admitted to the burner tube. Propahe ga but butane gas shall be the

reference.
The burner shall be adj in order to produce a flame having a
height of (12 £ 1) mmSe

d) A wooden board toNoe p ath_the specimen. The board shall be covered with
tissue paper which|complie O 4046. The distance between the lower edge

of the specin@
e) A hand-operat i

f) An air circulatjr

8.3.4 T,
The test spe be pre-conditioned for 24 h at (125 £ 5) °C in an air-circulating oven.
The test speci shall then be allowed to stabilize for 4 h at room temperature in a

desiccator.over anhydrous calcium chloride.

The_(relevant specification shall detail the position of the test specimen and the point of
application of the flame (for example surface, edge). The attitude of the specimen (for example
herizontal or vertical) should mimic the intended mode of operation in the assembled
equipment.

Where surface application is used, the point of application of the flame shall, specimen size
permitting, not be less than 10 mm from the nearest edge, in order to minimize edge effects.
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Lorsque l'on utilise une application de bord, la flamme ne doit, si la taille de I'éprouvette le
permet, pas étre a moins de 10 mm du coin le plus proche.

Le brlleur doit étre monté de maniére a présenter un angle d’environ 45°, afin qu’aucune
goutte provenant de I'éprouvette d’essai puisse tomber librement sur le papier de soie sous-
jacent.

Si1a position de fonctionnement prevue de la carte imprimee n est pas connue ou variable, 1es
éprouvettes d’essai doivent étre disposées comme suit.

Application de bord: Le bord le plus bas doit étre horizontal et Ieprouvette doit)\étre
approximativement inclinée a 80°. La flamme doit étre appliquée sur le e le plusybas de
I’éprouvette d’essai.

vette si ce sont des flammes et/ou la combustion ou des particules

tombent de I’éprouvette d’essai en propageant le feu sur les parties aux
alentours de I'éprouvette d’essai ou sur le papier de soie en dessous de |'éprouvette
d’essai;

i) _pour chaque éprouvette si a la fin de 'application de la flamme d’essai il y a une flamme ou
une incandescence;

) pour chaque éprouvette si la durée de combustion est inférieure a 30 s ;

k) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;
I) le nom de la personne qui effectue I'essai.

8.3.6 Information complémentaire
Il existe des risques évidents liés aux essais d‘inflammabilité. La formation des opérateurs

d’essai et leur connaissance des procédures de sécurité des laboratoires est d’'une importance
fondamentale.
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Where edge application is used, the flame shall not, specimen size permitting, be less than
10 mm from the nearest corner.

The burner shall be mounted at an angle of about 45°, so that any drops from the test
specimen can fall freely onto the underlying tissue paper.

If the intended operational attitude of the printed board is not known or is variable, the test

specimens shall be positioned as Tollows.

Edge application: The lower edge shall be horizontal and the specimen shall be inclined_at
approximately 80°. The flame shall be applied to the lower side of the test specimen.

The burner shall be ignited away from the test specimen, and the heigh ame shall be
adjusted to (12 £ 2) mm. The burner shall then be positioned as de at the test
specimen penetrates the flame by approximately 2 mm. A vertical @ 8 mm
and 10 mm from the tip of the burner and the surface or edge toke te ] for this

severities are: 5s-10s-20s-30s-60\s -1

8.3.5 Report
The report shall include

the test number and rexjsion;
the date of the test;

)

)

) the identificat; S
) the number '
)

the position of tf

Q O T O

- O

) the point of ap

i) for each'\specimey
flames

whether there is flame or glowing at the end of the application of the test

j) faoreach specimen whether the duration of burning is less than 30 s;
k) ;any deviation from this test method;
ly the name of the person conducting the test.

8.3.6 Additional information

There are obvious hazards associated with flammability testing. Training of test operators and
familiarity with laboratory safety procedures is of paramount importance.



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

- 26 — 61189-3 © CEI: 1997+A1:1999

L’aspect lisse des bords de I'éprouvette peut étre critique pour la performance de I'échantillon.
Un lustrage de finition est recommandé. Une finition grossiére (par exemple incompléte)
dégradera significativement la performance a cause de 'augmentation de la superficie rendue
disponible pour la flamme.

Des essais d'inflammabilité a petite échelle, tel que celui décrit ici, sont un indicateur du
comportement du ou des matériaux soumis aux essais. L’étanchéité au feu de I’équipement

danc laaual dac cartac e Anc oant ctilicAne na nant Aten Avuali A o nar 1n v A'aconal

oo T e U T T O C o T tC o P T i T C T o oot OtiTo T T oo pPp Ut o~ CvaoraC—quc—poar oy oo g o oot

de I’équipement.

Il convient que les exigences particuliéres qui sont indiquées dans les spécifications faisant
référence a la présente méthode d’essai soient basées sur I'Article 11 de la GE| 60695-2-2-

ément 2 mm

IEC 857/99

# horizontale — Flamme appliquée sur la surface

/ Eprouvette

Pénétration de la flamme: approximativement 2 mm

Figure 1

7

- - - IEC 85899

Figure 10b — Eprouvette en position horizontale — Flamme appliquée sur le bord
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The smoothness of the specimen edges can be critical to the performance of the sample. A
polished finish is recommended. A rough finish (for example blanked) will significantly degrade
performance due to the increase in surface area available to the flame.

Small-scale flammability tests, such as the one described herein, are an indicator of the
behaviour of the material(s) tested. Fire integrity of equipment in which printed boards are used
can only be assessed by equipment level testing.

Detail requirements to be stated in specifications which reference this test method should be
10 mm

based on Clause 11 of IEC 60695-2-2.
Speci
LY /

| a AN

-

Penetration of flame: approxim 2Xnm

IEC 857/99

bmen — Flame applied to surface

/ Specimen

Penetration of flame: approximately 2 mm

IEC 858/99

Figure 10b — Horizontal specimen — Flame applied to edge
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/ Eprouvette

Pénétration de la flamme: approximativement 2 mm

IEC 859/99
etxatiomde 1a e: approximativement 2 mm ——s—| |e—
\
[
/

L Eprouvette

s

BrOIeur\ Vs

-

‘ Approximativement

P =1 5mm

/

s

- - - - IEC 860/99

Figure 10d — Eprouvette en position verticale — Bord horizontal le plus bas —
Flamme appliquée sur la surface
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/ Specimen

Penetration of flame: approximately 2 mm

Burner

IEC 859/99

tal — Flame applied to edge

Specimen
L P

Approximately
5 mm

IEC 860/99

Figure 10d — Vertical specimen — Lower edge horizontal — Flame applied to surface
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Pénétration de la flamme: approximativement 2 mm

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

Eprouvette

IEC 861/99

Essai 3C fla i salMau fil incandescent sur cartes imprimées rigides
(a I'étude)
Essai 3C07, ’ ssai au brileur-aiguille sur cartes imprimées rigides

(a I'étude)

Essai~3C11: Résistivité de I'extrait de solvant (contamination ionique) (a I'étude)

Essai 3C12: Contamination organique superficielle (infrarouge) (a I'étude)

9. M: Méthodes d'essais mécaniques

9.1
9.2
9.3

9.4

Essai 3M01: Force d'adhérence, conditions atmosphériques normales (a I'étude)
Essai 3M02: Force d'adhérence, température élevée
Essai 3M03: Force d'arrachement, trous métallisés sans pastilles (a I'étude)

Essai 3M04: Planéité (a I'étude)
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Penetration of flame: approximately 2 mm

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

8.12

l Specimen
Bul’ne
P

80°
\\45°

Test 3C06: Flan
Test 3C07;/Kla

Test 3C0@ i
Test 3C09: X

Test 3 : Q 3 ontaminates (in-house) (under consideration)

Test 3 11: Registivity solvent extract (ionic contaminates)

9 M: Mechanical test methods

9.1 \\_Test 3M01: Peel strength, standard atmospheric conditions (under consideration)
9.2 Test 3MO02: Peel strength, elevated temperature (under consideration)

9.3 Test 3M03: Pull-out strength, landless plated through hole (under consideration)
9.4 Test 3MO04: Flatness (under consideration)
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9.5 Essai 3M05: Force d'adhérence, cartes imprimées souples, conditions
atmosphériques normales

9.51 Objet

Déterminer la force d'adhérence d'un conducteur imprimé de 1 mm et/ou 3 mm de large, sur
les cartes imprimées souples. Le présent esszai est applicable aux conducteurs en cuivre de
valeur nominale égale et supérieure a 305 g/m”.

9.5.2 Eprouvettes

— L'essai est effectué sur au moins quatre conducteurs rectilignes de longueur convenable et
de largeur uniforme, choisis sur des parties spécifiées d'une carte de~productien) d'un
coupon d'essai, ou d'un coupon d'essai composé.

— De préférence, il convient que la longueur des conducteurs ne soit pas 5 mm.

— Si des conducteurs de la carte ont un revétement électrolytique d'entre eux

impressions conductrices gravées larges de 1 m longues de 230 mm, deux
dans le sens de fabrication du matériau et de ens perpendiculaire. Pour un

éviter sa déformation par le tambo . Da 8. cas de matériaux recouverts d'une
feuille de cuivre de masse nominale-hféri = I'épaisseur du cuivre peut étre

Pour les essais, Iez appareillag ari suivants doivent étre utilisés:

a) une machine

C) un enregistre Jo\! e_numeérique, capable d'enregistrer la force de pelage a une
vitesse didu™m (rois \{s par seconde. Ou, a défaut, un enregistreur adéquat de type

analogiqu gigtrer et de représenter la courbe de la force d'arrachement;
d) un t3 ement (figure 1a) permettant de garder la direction de la force de
traction duplan de cartes imprimée;

e) des procédés~de production adéquats doivent étre utilisés pour préparer les impressions
d'essaissUr la feuille des panneaux plaqués cuivre;

f) unécrégle rectiligne adéquate ou des dispositifs optiques, avec lecture a 0,01 mm preés,
peur mesurer la largeur des conducteurs a essayer.

9.5.4 Marche a suivre

9.5.4.1 Conditionnement

Les éprouvettes sont conditionnées durant 24 h dans les conditions normales de laboratoire,
(23 £ 2) °C et (45 £ 5) % d’humidité relative (HR). Le temps de stabilisation peut étre réduit si
I'on a pu mettre statistiquement en évidence que le type de produit considéré peut se contenter
d'un temps de stabilisation plus court. Pour un essai normal, les conditions atmosphériques
normales doivent étre utilisées.
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9.5 Test 3MO05: Peel strength, flexible printed boards
9.5.1 Object

To determine the peel strength of a 1 mm and/or 3 mm wide printed conductor on a flexible
printed board.

— 9052 Testspecimens

— The test shall be carried out on a minimum of four straight conductors of suitable length
and uniform width taken from specified parts of a production board, of a test coupon, or ¢of a
composite test coupon.

— The conductor length should preferably be not less than 75 mm.

— Conductors less than 0,8 mm wide shall not be tested.

unit shall be prepared and tested for each side. The coppe ntested side may
remain to provide stability and to prevent tenting of~thes i rom the rotary drum
during testing. In the case of materials clad wi ¢ whal mass per unit area
less than 305 g/m the foil mass pe un|t areg ; asedyto not more than 335 g/m
by any procedure in which ductile :

9.5.3 Test apparatus and material

a) a tensile testing machihe thatlachieve ate”of (50 £ 5) mm/min;
b) a clamp to grip the de S - its entire width;

c) an adequate
than three po . i e’an adequate analogue type recorder which is able
to record and disg p

the conductars to be tested.
9.54 Procedure
9.5.41 Conditioning

As’/a referee condition specimens for 24 h at standard laboratory conditions (23 + 2) °C and
(45 + 5) % RH. Stabilization time may be reduced if statistically sound evidence has been

generated on the specific product line to support the shorter stabilization time. For normal
testing, standard atmospheric conditions shall be used.
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9.5.4.2 Mesure

Mesurer et noter la largeur du conducteur essayé a 0,01 mm prés. Une extrémité du
conducteur est détachée du matériau de base sur une distance d'environ 10 mm qui soit
suffisante pour 'appareillage utilisé. La carte d'essai doit étre maintenue de fafon adéquate,
par exemple en la serrant entre deux plaques rigides planes, avec une ouverture dans la
plagque supérieure a I'emplacement du conducteur a détacher ou en l'attachant a un tambour
rotatif tel gu'indiqué en figures 1 et 2 (voir aussi la CEl 60249-1, figure 6). L'extrémité

détachée du conducteur est agrippée sur toute sa largeur dans les m®choires de la pince sur
la machine d'essai de traction et une force croissant réguliéerement est appliquée suivant une
direction a (90 £ 5)E du plan du matériau de base jusqu'a ce que le conducteur se détacheja
une vitesse de (50 £ 5) mm/min, la force nécessaire pour ce faire étant mesurée. Une longueur
d'au moins 25 mm doit étre détachée de chacun des quatre conducteurs a geftevitessé:

des forces doivent étre calculées automatiquement pendant chaqu
une feuille de relevés, ou alors la courbe des forces doit étre tracé

9.5.4.3 Détermination des résultats
Une longueur d'au moins 50 mm doit avoir étg

pas pris en considération.

Si on utilise un enregistreur numériqu
en utilisant la formule suivante:

Si on utilise un enregi
correspondant a

La moyenne des gu
d'adhérence.

) le numéro'de'essai et I'indice de révision;
b) la datexde I'essai;

) l'identification du matériau essayé;
d) <les conducteurs essayeés;

e)~la force d'adhérence minimale;

1) tout eCall par rapport d Ia preserite metnoae d e55al.
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9.5.4.2 Measurement

Measure and record the width of the tested conductor to the nearest 0,01 mm. One end of the
conductor shall be detached from the base material for a distance of about 10 mm, and
sufficient for the apparatus used. The test board shall be supported in a suitable way, for
example by clamping between two flat rigid plates with a cutout in the upper plate for the
conductor to be peeled, or by attaching to a rotating drum as shown in figures 1 and 2 (see
also IEC 60249-1, figure 6). The detached end of the conductor shall be gripped over its entire

width or in the jaws of the clamp on the tensile testing machine, and a steadily increasing pull
shall be applied in a direction (90 = 5)° to the plane of the printed board until the conductor
peels off at a rate of (50 £ 5) mm/min, the force required to do this being measured. A length of
at least 25 mm shall be peeled at this rate from each of four conductors.

The peel load shall be continuously recorded in the recorder, and the ayerage walues of the

profile of loads shall be drawn on a chart.

9.54.3 Evaluation

A minimum of 50 mm must be peeled; the pull loads correspqonding e first 1 s or the

Alculated and recorded as the peel strength.

9.5.5 Report

a) the teg

b) the testdate

c) the identification ofthe material tested;
d) conduegtors being“iested;

e) minimum peel strength;

f) .any deviation from this test method.
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9.5.6 Informations complémentaires

La force nécessaire pour courber le conducteur essayé influe sur la force d'adhérence
mesurée. L'importance de cet effet croit lorsque I'épaisseur du conducteur croit.

Au cas ou il se produit une déformation excessive des éprouvettes de pelage, on peut
appliquer un matériau de maintien adéquat au dos de I'éprouvette. Un support en verre

anoxvde nuneut 8tre un axcellent moven de maintien de référance.
g Y Lig Y -

@C@

1c

IEC 357/97

1a Disposition/pa oyvette flexible
z Y * . .
L'éprouvetté est maiAtenue a la surface d'un tambour pivotant sur son axe. La traction s'exerce entre I'axe du
tambour.et la bande a arracher, le tambour pivotant de fafon a maintenir constant I'angle de pelage requis.
Un/Cordon lié d'une part au pourtour du tambour, d'autre part a un point fixe situé a la verticale au sommet du
dispositif peut étre utilisé pour régulariser la rotation.
1b.<Montage des éprouvettes flexibles
Les éprouvettes flexibles peuvent étre collées par leur face arriere sur un matériau rigide et essayées.
1c Dispositif-de-fixation-des-Sprouvettesfloxibles.
g L

La force causée par la friction des parties rotatives, indiquée par I'instrument de mesure, ne doit pas dépasser
50 mN. Cette force ne doit pas dépasser non plus 10 % de la force totale mesurée durant I'essai d'adhérence.

L'éprouvette peut étre maintenue dans un dispositif de fixation pour éviter toute déformation. La bande a peler
passe a travers une fente juste assez large pour permettre son passage sans difficulté.

Figure 1 — Equipement pour le mesurage de la force d'adhérence
des cartes imprimées souples
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9.5.6 Additional information

The force required to bend the test conductor will affect the measured peel strength. The
magnitude of this effect will increase as the conductor thickness increases.

In the event that excessive tenting of the peel specimens occur, suitable support material may
be applied to the back of the test specimen. A reference support material may be unclad epoxy

alass matarial
g -

U

| —

1c
IEC 357/97

1a Arrangement(fo e\specimens

The specinien is held against the surface of a freely rotating drum”. The pull is exerted between the drum
spindle-and the test strip, and the drum rotates to maintain the required angle of detachment. A cord attached to
thé circumference and to a fixed point vertically above may be used to ensure smooth rotation.

1k~ Mounting of flexible specimens

Specimens may be cemented on the back to rigid material and tested.

T —Support fixture for flexibie specimens
The specimen may be held in a fixture to prevent distortion. The peeled strip emerges through a slot in the
fixture just wide enough to allow it to pass without restriction.

Figure 1 — Measuring equipment for peel strength of flexible printed boards

The force caused by friction of the rotating parts indicated by the measuring device shall not exceed 50 mN. It
shall also not exceed 10 % of the total force measured during the peel strength test.
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9.6 Essai 3M06: Résistance aux flexions répétées, cartes imprimées souples (a I'étude)
9.7 Essai 3MO07: Force d'arrachement, pastilles avec trous non métallisés (a I'étude)

9.8 Essai 3M08: Dureté (résistance a I'abrasion) des revétements organiques
de surface des cartes a circuits imprimés

9.8.1 Objet

La présente méthode d’essai détaille la procédure pour déterminer la dureté des revétements
organiques de surface permanents utilisés sur les cartes imprimées.

Les matériaux organiques adaptés pour les essais conformément a la présente procedure
incluent:

— des revétements polymeéres permanents;

— des encres conductrices;
— des encres de marquage pour légende.

La dureté est déterminée par comparaison avec un jeu ¢s dont la dureté

augmente.

9.8.2 Eprouvettes d’essai

yon, voir Figure 11).
3és d’une dureté comprise entre 4B et 8H.

Dur

9.8.4 YMode opératoire

Placer I'éprouvette sur une surface horizontale stable.

Les pointes de tous les crayons doivent étre taillées comme indiqué a la Figure 11.

Commencer avec le crayon le plus dur dans le chariot, pousser le chariot dans la direction telle
gu’illustrée a la Figure 11 d’'une force uniforme vers I'avant sur une course de 20 mm a 30 mm, ou
bien, en raison du poids du support de I'éprouvette de (750 * 25) g, d’'une force dirigée vers le bas
de (7,65 £ 0,25) N qui aboutira sur la pointe du crayon. Poursuivre avec les prochains crayons
d’essai tendres successifs jusqu’a ce que le crayon utilisé n'endommage plus ou n’entaille plus le
revétement du matériau. Les crayons utilisés doivent étre retaillés aprés chaque essai.

La dureté est une qualité, plutdt qu’une variable. Aucune indication d’incertitude n’est nécessaire.
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9.6 Test 3M06: Flexural fatigue, flexible printed board (under consideration)
9.7 Test 3M07: Pull off strength, lands with plain holes (under consideration)

9.8 Test 3M08: Hardness (resistance to abrasion) of organic surface coatings
of printed circuit boards

9.8.1 Object

This test method details the procedure for the determination of the hardness of permanent
organic surface coatings used on printed boards.

Organic materials suitable for testing in accordance with this procedure inc

— permanent polymeric coatings;

— conductive inks;
— marking legend inks.

Hardness is determined by comparison with a standard set g easing hardness.

9.8.2 Test specimens

The test specimen shall consist of a piece g
(100 £ 10) mm, with the organic surfa€e\coafing
supplier.

ZWB F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H
Hard

PN

9.8.4 Procedure

Soft

Place-the specimen on a firm horizontal surface.

The tips of all pencils shall be sharpened as shown in Figure 11.

Starting with the hardest pencil in the carriage, push the carriage in the direction as illustrated
in Figure 11 with a uniform forward force in a 20 mm to 30 mm stroke, whereby, because of the
weight of the specimen holder of (750 + 25) g, a downard directed force of (7,65 = 0,25) N will
result at the pencil tip. Proceed with the next softest pencil in succession until a pencil is used
which will not cut into or gouge the coating material. Used pencils shall be resharpened after
every test.

The hardness is an attribute, rather than a variable. No statement of uncertainty is required.
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9.8.5 Rapport

Le rapport doit comporter

a) la méthode d'essai et I'indice de révision;
b) la date de I'essai;
c) lidentification et la description de ou des éprouvettes:

d) la dureté obtenue; c’est-a-dire la dureté du crayon qui convient pour endommager ou
entailler le revétement de surface organique;

e) le fournisseur et la description du jeu de crayons;
f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;

g) le nom de la personne qui effectue I'essai.

9.8.6 Information complémentaire

e seulement des crayons de

dessinateur de qualité professionnelle soient utilisés. L uendesiifiges entre les laboratoires
d’essai apparaissent, il convient qu’aprés accord une/unique™so rayon soit utilisé pour
I'essai.
Sens du déplacement
_———
F=765N
N
by
AN
45°
Opérateur
—_——— -
2
IEC 862/99

Figure 11 — Porte-crayon

9.9 Essai3M09:Degré de polymérisation des revétements organiques de surface
dedla carte imprimée (a I'étude)

10<-E: Méthodes d'essais électriques

101 Essai 3E01: Isolement du circuit (3 'étude)
10.2 Essai 3E02: Continuité du circuit (a I'étude)
10.3 Essai 3E03: Résistance d'isolement, couches de surface (a I'étude)
10.4 Essai 3E04: Résistance d'isolement, couches internes (a I'étude)
10.5 Essai 3E05: Résistance d'isolement entre couches (a I'étude)

10.6 Essai 3E06: Dérive de fréquence (a I'étude)
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9.8.5 Report

The report shall include

VY

the test method and revision;
the date of the test;
the identification and description of the specimen(s);

O T

Q.

)
)
)
) the achieved hardness; i.e. the hardness of the pencil which failed to cut into or gouge the
organic surface coating;

e) the supplier and description of the pencil set;
f) any deviation from this test method;

g) the name of the person conducting the test.

9.8.6 Additional information

this subjectivity, it is recommended that only professional §
Where disputes between testing agencies result, an
used for the test.

Direction of motion

\\.
ackscre

F=765N

Operator

S &\ \4\%)/ )

\/ IEC 862/99

igure 11 — Pencil holder

9.9 Test 3MO9 gree of cure of printed board organic surface coatings
(under_considerdtion)

10 E: Electrical test methods

10.1# Test 3E01: Circuit isolation (under consideration)

10.3 Test 3E03: Insulation resistance, surface layers (under consideration)
10.4 Test 3E04: Insulation resistance, internal layers (under consideration)
10.5 Test 3E05: Insulation resistance, between layers (under consideration)

10.6 Test 3E06: Frequency drift (under consideration)
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10.7 Essai 3E07: Impédance du circuit (a I'étude)

10.8 Essai 3E08: Modification de la résistance des trous métallisés (pth),
cycle thermique

10.8.1 Généralités

| 'nhjnf de cette méthode d'essai est de fournir un prnr‘édé pour déterminer la variation de la

résistance des trous métallisés qui peut se produire lorsque les trous sont soumis a un cycle
thermique. En variante, une autre méthode d’essai est la méthode 3E16: Modification de.la
résistance d'interconnexion et des trous métallisés (pth), choc thermique.

10.8.2 Eprouvettes d’essai

Les éprouvettes d’essai doivent posséder les caractéristiques suiva

b) Lorsque l'on utilise des éprouvettes comme cela est{spesifi¢ El 62326-4-1 et
selon accord entre l'utilisateur et le fournisseur, I'essai~doi s 8 Sur I'éprouvette A
ou B.

c) L’éprouvette, de préférence, ne doit pas étrs
métallisation doit étre enlevée chimi
un dissolvant qui est spécifié au 1
négatif sur le cuivre.

2) °C.
b) Une chambr
nsfey

temps de tra

— 670 mly d’eau deionisée.

10.8.4-Mode opératoire

L{éprouvette doit étre conditionnée en étant séchée dans la chambre a circulation d'air pendant
1,h a (85 £ 2) °C et refroidie jusqu’a atteindre la température ambiante pour la mise a I’essai.

La résistance des trous métallisés reliés en série doit étre mesurée a un courant constant de
(100 £ 5) mA en utilisant la sonde a quatre points dans des conditions atmosphériques
normales pour la mesure et I'essai. La résistance mesurée (R;) doit étre enregistrée comme la
résistance initiale.

La résistance doit étre continuellement contrélée pendant l'essai. L’éprouvette doit étre
connectée au dispositif d’enregistrement, par exemple via un connecteur encartable adapté.
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10.7 Test 3E07: Circuit impedance (under consideration)
10.8 Test 3E08: Plated-through hole (pth) resistance change, thermal cycling
10.8.1 General

The purpose of this test method is to provide a procedure for determining the change in
resistance of plated-through holes that may occur when the holes are subjected to thermal

Lo Y it WA Dloteel 1 L

L A Lt ' 4 4 dlooal lo lolo dlo) - '
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resistance change, thermal shock.

10.8.2 Test specimens

The test specimens will have the following considerations.

a) The specimen shall be a suitable printed board, a test coupon o
having a number of plated-through holes connected in series.

d) Atin-lead renr
— 330 ml nitric

(85 + 2) °C and covled down to room temperature for testing.
The resistance of the plated-through holes connected in series shall be measured at a constant
current of (100 = 5) mA using the four-point probe in the standard atmospheric conditions for
measurement and test. The measured resistance (Rg) shall be recorded as the initial
fesistance.

The resistance shall be monitored continuously during the test. The specimen shall be
connected to the recording device, for example by a suitable edge board connector.
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Le cycle thermique doit étre réalisé en choisissant I'une des conditions suivantes
conformément au document d’approvisionnement. Le nombre total de cycles doit étre spécifié.

Condition A (1 cycle):

—65°C  —mmmmmmmee 30 min.
Transfert ---------- 3 _9 min.
#125°C  -eoeeeees 30 min.
Transfert ---------- 3_9 min.

Condition B (1 cycle):

—65 °C  cmememeeee 10 min.
Transfert ---------- 1 min. (Max.)
#125°C  -emeeeeees 10 min.
Transfert ---------- 1 min. (Max.)

La valeur de la résistance (ou la chute de tension co
graphique en fonction du nombre de cycles.

L'augmentation de la résistance en pou entag
a température ambiante aprés N cycl

ou
Ry est la résistancg wesixée a
Ro est la résé@ S
D est I'augmeptati
L’augmentation i 5 n pourcentage de la résistance entre R et R doit étre
stipulée dans la spécifi

doit également étre mesurée a +125°C et calculée

R -R
D125 = 125N 770 x 100
Ro
ou
Riasn  estlarésistance mesurée a 125 °C aprés N cycles thermiques;
Ry est la résistance mesurée aprés zéro cycle;

D455 est l'augmentation de la résistance (en pourcentage) a 125 °C.

10.8.5 Rapport

Le rapport doit comporter

a) le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;
b) I'identification du matériau mis en essai;
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The thermal cycling shall be carried out choosing one of the following conditions according to
the procurement document. The total number of cycles shall be specified.

Condition A (1 cycle):

—65 °C  cmememeee 30 min.
Transfer — ---------- 3 _9min.
o 4T Op— 30 min.
Transfer  ---------- 3_9min.

Condition B (1 cycle):

—65°C  cmmemeee 10 min.
Transfer  ---------- 1 min. (Max.)
+125 °C  commmeeee 10 min.
Transfer  ---------- 1 min. (Max.)

The resistance value (or the corresponding voltage drop,
number of cycles.

graph against the

The increase of resistance in per cent (D) between c asured resistance at an

where

The incre
following

D125 = —R125’$’ -RO x 100
0

wherge
R125 N is the measured resistance at 125 °C after N thermal cycles;

Ro is the measured resistance after zero cycles;

D125 is the resistance increase (in per cent) at 125 °C.
10.8.5 Report
The report shall include

a) the test method number and revision;
b) the identification of the material tested;
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c) la condition du cycle thermique (A ou B);

d) le nombre de cycles;

e) laugmentation maximale en pourcentage de la résistance mesurée;

f) l'augmentation maximale en pourcentage de la résistance mesurée a 125 °C;
g) la date de I'essai;

h) tout écart par rapport a la méthode d'essai;

i) le nom de la personne qui effectue I'essai.

10.8.6 Information complémentaire

Lorsque I'on utilise la solution de dissolvant étain-plomb, elle doit étre ma
évitant tout contact avec les yeux et la peau, en portant respegli
protectrices et des gants chimiquement résistants.

ipulée\avee soin, en
lunettes

4

*"_HHHIHIHHIIHIHHIH

IEC 862/99

La Figure 2a est donnée pour déterminer les emplacements des éprouvettes sur le montage d’essai combiné, elle
ne montre pas le schéma de la couche L1.

Les zones hachurées indiquées sur les éprouvettes A, B, D, G, L sont les représentations de la couche X.

Figure 12a — Emplacement des éprouvettes d'essai
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c) the thermal cycling condition (A or B);

d) the number of cycles;

e) the maximum increase in per cent of resistance measured;

f) the maximum increase in per cent of resistance measured at 125 °C;
g) the date of the test;

h) any deviation from the test method;

i) the name of the person conducting the test.

10.8.6 Additional information

When using the tin-lead removal solution, it shall be handled with care,

voiding contact with
eyes and skin by wearing protective glasses and chemically resistant gl i

r&vely.

i

<

< [ T

IEC 862/99
Figure 2a is given to identify the locations of the specimens in the composite test pattern; it does not show the
pattern of layer L1.

Cross-hatched areas shown on specimens A, B, D, G, L are X-layer patterns.

Figure 12a — Location of test specimens
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EPROUVETTE B
Couches L1 et L6

i

Sl

ot

J_

%TVS

IEC 863/99

Figure 12b — Emplacement des éprouvettes d'essai

Figure 12 — Montage d’essai combiné



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

61189-3 © IEC: 1997+A1:1999 —49 —

SPECIMEN A SPECIMEN B
Layers L1 and L6 Layers L1 and L6
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Layers L3, L4 and X

IEC 863/99

Figure 12b — Location of test specimens

Figure 12 — Composite test pattern
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10.9 Essai 3E09: Tenue en tension, couches de surface
10.9.1 Objet

Déterminer, a I'évidence, l'aptitude des cartes imprimées a supporter les tensions d’essai
spécifiées sans aucune décharge disruptive comme le contournement (décharge en surface),
I’amorgage (décharge dans 1’air) ou le claquage (décharge de perforation). La décharge peut étre
observée visuellement ou relevée par I'appareil d’essai d’'une facon appropriée.

10.9.2 Eprouvettes d’essai

L'essai doit étre effectué sur des parties spécifié¢es du montage a la surface d’une _carte
imprimée. Lorsque des parties sur une couche de surface d’'une carte imprimée multicouche
sont spécifiées pour étre soumises a l'essai, on doit veiller a éviter I'i nce des)autres
parties ou des autres couches.

L’éprouvette doit étre manipulée précautionneusement afin d’évite : pon, par
exemple les empreintes digitales, la poussiére, etc.

10.9.3 Appareillage d’essai et matériaux

Les appareillages d’essai et les matériaux suivants dgivent éirepy uné tension d'alimen-
tation continue ou une tension d’alimentation créte (altefmati formg” d’onde pratiquement

L'équipement doit étre en mesure d i nécessaire. Il doit indiquer
I'apparition de décharge disruptive et/ounde &0 i pécifié dans le cas de défaut
invisible.

10.9.4 Mode opératoire
10.9.4.1 Conditiont

Pour l'essai e
atmosphériques

10.9.4.2 Mise G

Le rapport.doit comporter
a) le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;
b) lidentification du matériau d’essai;

¢)-“les points d'application;

\
Y

e) le courant de fuite maximal;

f) la date de I'essai;

g) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;

h) le nom de la personne qui a effectué I'essai.
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10.9 Test 3E09: Voltage proof, surface layers
10.9.1 Object

To determine the ability of printed boards to withstand specified test voltages without any
disruptive discharges as evidenced by flashover (surface discharge), sparkover (air discharge)
or breakdown (puncture discharge). The discharge may be visually observed or indicated by
the test equipment in an appropriate manner.

10.9.2 Test specimens

The test shall be carried out on specified parts of a pattern on the surface of a printed-board.
When parts on a surface layer of a multilayer printed board are specified for testing, care shall
be taken to avoid the influence of other parts or layers.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any
fingerprints, dust, etc.

10.9.3 Test apparatus and materials

occurrence of disruptive discharge and
being visible.

10.9.4 Procedure

10.9.4.1 Conditionin

The specimen shall b
test for 24 h. @

10.9.4.2 Testing

axd atmospheric conditions for measurements and

Apply the voltage Yetwee S ied test points. Increase the voltage gradually from zero
during 5 s up Fre gifies ye. Maintain the value for 1 min.

The report shalli

Y

test method number and revision;

O

the\identification of the test material;

o O

the test voltage;

]

)
)
Y- the points of application;
)
)

the maximum leakage current;
) the date of the test;
any deviation from this test method;

«Q
~

h) the name of the person that conducted the test.
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10.9.6 Information complémentaire
Aucune.

10.10 Essai 3E10: Epreuve de tension entre les couches

10.10.1 Objet

Déterminer I'aptitude d’une carte imprimée a supporter les tensions d’essai spécifiées sans
aucune décharge disruptive comme indiqué par I'équipement d’essai.

10.10.2 Eprouvettes d’essai

L'essai doit étre effectué sur des parties spécifiées du montage sur des
d’une carte imprimée.

adjacentes

L’éprouvette doit étre manipulée précautionneusement afin d’¢ QN

exemple les empreintes digitales, la poussiére, etc.

dtion, par

10.10.3 Appareillage d’essai et matériaux

éfre ilisés: une tension

Les appareillages d’essai et les matériaux suivants S
i alternative de forme d’onde

d'alimentation continue ou une tension d’aliméntatio

10.10.4.1 Condii’on
Pour les essais

atmosphériques noki®

Le rapport'doit comporter

a) JJernuméro de la méthode d’essai et I'indice de révision;
b)-/I'identification du matériau d’essai;

A

1 Baat P H fion
A% TCS PUTTIS U apPpPIroatroTT;

o

\
]
) la tension d’essai;
) le courant de fuite maximal,

- O

) la date de I'essai;
tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;

«Q
-

h) le nom de la personne qui effectue I'essai.
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10.9.6 Additional information
None.

10.10 Test 3E10: Voltage proof between layers

10.10.1 Object

To determine the ability of a printed board to withstand specified test voltages without any
disruptive discharges as indicated by the test equipment.

10.10.2 Test specimens

The test shall be carried out on specified parts of a pattern on adjage
board.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid ap
fingerprints, dust, etc.

10.10.3 Test apparatus and materials

The following test apparatus and materials shall be (sed: a d.cXvolfag

d 7 f@ﬁe CY O

gupply or an a.c. peak
40 Hz to 60 Hz.

being visible.

10.10.4 Procedure

10.10.4.1 Conditioni
The specimen
tests for 24 h.

10.10.4.2 Testi

standard atmospheric conditions for measurement and

Apply the voltage ecified test points. Increase the voltage gradually during 5 s
i aintain the value for 1 min.

10.10.5 Repp«t

The report.shall include

a) thetest method number and revision;
b)-Sthe identification of the test material;
¢) the points of application;

d) the test voltage;

e) the maximum leakage current;

f) the date of the test;

g) any deviation from this test method;

h) the name of the person conducting the test.
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10.10.6 Information complémentaire

Aucune.

10.11 Essai 3E11: Résistance des interconnexions, cartes imprimées multicouches
(a I'étude)

1012 Essai3E12: Résistance-des conducteurs (3 l'étude)
\ 7

10.13 Essai 3E13: Résistance des interconnexions (a I'étude)

10.14 Essai 3E14: Epreuve de courant, trous métallisés (a I'étude)

10.15 Essai 3E15: Epreuve de courant, conducteurs (a I'étude)
10.16 Essai 3E16: Variation de résistance du trou métallisé, chg

10.17 Essai 3E17: Détermination de I'impédance caractéris
réflectométrie, domaine temporel (a I'étude)

11 N: Méthodes d'essais relatifs a I'environnente

11.1 Essai 3N01: Choc thermique par immersi
11.1.1  Objet
métallisés (PTH) a supporter un choc t

chauffé. Le présent essai est aussi_applica
réalisée avec d'autres tec 0gie e e _proe

s/a partir des quels l'interconnexion est
> trous métallisés.

11.1.2 Eprouvettes

Les spécimens
méthode équivalente

zone a essayer.

ou de I'éprouvette par sciage, routage ou une
dégagement suffisant pour prévenir les dégats de la

Le spécimen/do de fagon telle qu'au moins trois des dimensions les plus petites
possibles pdissent étre vues dans une microsection polie.

Normalememn, doit étre préconditionné dans une chambre a circulation d'air a
125 °C penddn durée désignée dans la spécification applicable, puis laissé a refroidir

dans les conditiond~atmosphériques normales jusqu'a ce que sa température soit au-dessous
de 35 °Ci.Le temps de reprise ne doit pas dépasser 8 h.

11.4:3” Appareillage d'essai et matériaux

appareillage et les matériaux suivants doivent étre utilisés:

a) un conteneur de chauffage capable de chauffer le fluide et de maintenir la température
a260"3 °C;
b) de I'huile silicone ou un fluide équivalent;

c) un thermomeétre pour mesurer la température du fluide a une profondeur de 25 mm
au-dessous de la surface;

d) un minuteur capable d'une résolution de + 1 s;
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10.10.6 Additional information
None.

10.11 Test 3E11: Interconnection resistance, multilayer printed boards
(under consideration)

10.12 Test 3E12: Resistance of conductors (under consideration)

10.13 Test 3E13: Resistance of interconnections (under consideration)
10.14 Test 3E14: Current proof, plated through hole (under consideration)
10.15 Test 3E15: Current proof, conductors (under consideration)

10.16 Test 3E16: Plated through hole resistance change, thermal sho
(under consideration)

10.17 Test 3E17: Production determination of characteristic img
by time domain reflectometry (under consideration)

11 N: Environmental test methods

1.1

11.1.1 Object

Specimens shall be remove
method. Allow s

11.1.3 TJest apparatus and materials

The_ following test apparatus and materials shall be used:

a)~a heating container capable of heating fluid and keeping the temperature at 260*% °C;

b) a silicone oil or an equivalent fluid;

c) a thermometer for measuring the temperature of the fluid at a depth of 25 mm below the
surface;

d) atimer capable of resolving to £ 1 s;
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e) un support a capacité thermique suffisamment faible pour que la température du fluide ne
soit pas portée au-dessous de 260 EC;

f) une chambre a circulation d'air, capable de maintenir une température uniforme a
(125 £ 5) °C.

11.1.4 Marche a suivre

Le spécimen doit étre placé sur le support.

Le spécimen doit étre maintenu dans une position horizontale et immergé a une profondeur de
25 mm dans le fluide chauffée.

Le spécimen doit rester immergé dans le fluide pendant la durée donnée dans_la spécification
applicable.

examiné pour conformité.

11.1.5 Rapport

Le rapport doit comprendre:

a) le numéro de I'essai et I'indice de révis
b) la date de l'analyse;

c) l'identification du matérja

d) le temps d'immersion;

e) les résultats de la
séparation, lesg~fiss
de résine, m -

f) tout écart par rapp

11.1.6 Information

Le présent( essainest aussi applicable en tant qu'étape de préconditionnement avant
I'évaluation.de la méthode de résistance des trous métallisés 3E16 de la présente norme.

Bien'que I'attention soit généralement portée sur les petits trous pour leur fiabilité, les grands
trous peuvent pourtant faire I'objet d’'une attention particuliere méme si les petits trous ont
reussi cet essai.

11.2 Essai 3N02: Choc thermique, flottement, bain de brasage
11.2.1 Objet

Déterminer si l'intégrité de construction d'une carte imprimée posséde I'aptitude pour supporter
un choc thermique fourni par I'exposition a un bain de brasage fondu. Cette méthode est
destinée a simuler le processus d'assemblage, le brasage a la vague, le brasage tendre a la
traine, lorsque I'exposition a la chaleur est principalement axée sur un cété.
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e) a holder with low heat capacity such that the temperature of the fluid is not brought below
260 °C;

f) a circulating air chamber, capable of maintaining uniform temperature at (125 + 5) °C.
11.1.4 Procedure

The specimen shall be placed in the holder.

The specimen shall be held in a horizontal position and immersed to a depth of 25 mm in the
heated fluid.

The specimen shall remain immersed in the fluid for the time given in the releyant
specification.

The specimen shall be removed from the oil bath and allow to
temperature.

After cooling, the specimen shall be cleaned with propan 2-OL (j

The specimen shall then be microsectioned in accordance,
examined for conformance.

11.1.5 Report

The report shall include:

VY

test method and revision index;

O

date of analysis;

(¢}

rial tested;

Q.

)

)

) identification of the mat
) immersion time;

)

D

results of the micro ectignal & ding but not limited to delamination, inter-

connection, separa
f) any deviatio th

11.1.6 Additional in

This test is alsg
resistance test

applicablé as a precondition step prior to the evaluation of plated through hole
thod»3E16 of this standard.

Although_reliability concerns are normally focused on small holes, large holes may still be a
reliability concern even though the smallest holes have passed this test.

1172 Test 3N02: Thermal shock, floating, solder bath

11.2.1 Object

To determine whether the construction integrity of a printed board has the ability to withstand a
thermal shock delivered through exposure to a molten solder bath. This method is intended to
simulate the assembly process, wave or drag soldering, where the heat exposure is mainly
from one side.
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11.2.2 Eprouvettes d’essai

Les éprouvettes doivent étre enlevées de la carte imprimée, du flan ou de I'échantillon d’essai
par découpage, par détourage ou par une méthode équivalente. Afin d’empécher tout endom-
magement de la zone a soumettre a I'essai, un dégagement suffisant doit étre prévu.

Enlever I’éprouvette de telle fagcon qu'au moins trois des plus petites dimensions de trous

maotallisds nilissent 8tre vues dans une micro-.section finie
P -

11.2.3 Appareillage d’essai et matériaux

Les appareillages d’essai et les matériaux suivants doivent étre utilisés:

a) Un pot de brasure de conception adaptée, chauffé électriquement, Cg &
tiquement et contenant au moins 1 kg de Sn60, Sn62 ou Sn63. La\le i Ressai doit
étre de (260 +%) °C.

b) Un thermométre pour mesurer la température de la brasure < sur dg 25 mm en
dessous des surfaces.

11.2.4 Mode opératoire

Recouvrir la surface et les trous métallisé

Retirer 'oxyde de la brasure, faire flot
coOté soit en contact avec I3

Retirer les éprouvettes

Aprés refroidisse
séchées a l'air.

a) le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;

b) ladate de I'essai;
c)-identification et la description des éprouvettes;
d) les résultats de I’évaluation de la micro-section;

e) une description détaillée de I'’éprouvette d’essai incluant, mais pas limité a la préparation,
la dimension, la quantité et le temps/la température de séchage;

f) la composition de la brasure, et le type de flux;
g) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;
h) le nom de la personne qui effectue I'essai.
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11.2.2 Test specimens

Specimens shall be removed from the printed board, the panel, or test coupon by sawing,
routing, or equivalent method. Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be
tested.

Remove the specimen in such a manner that at least three of the smallest size through-holes

can-he viewed in a2 finishad microsection

11.2.3 Test apparatus and materials

The following test apparatus and materials shall be used:

a) A solder pot of suitable design, electrically heated, thermostgz nirolled and

containing at least 1 kg of Sn60, Sn62, or Sn63. The test temperat 3) °C.
b) A thermometer for measuring the temperature of the solder 2 below the
surfaces.

c) A timer with a resolution of +1 s or better.
d) A low- or non-activated water soluble flux.

11.2.4 Procedure

Coat the surface and the plated throu

Remove the oxide from the solder, and fls he S e solder in a manner that only
one side is in contact with the solder. i ) all be floated for the time specified in
the relevant specification.

ber and revision;
the date of the test;
thedidentification and description of the specimen(s);
the‘results of the microsectional evaluation;

e)-/detailed description of test specimen including, but not limited to preparation, size, quantity,
and drying time/temperature;

f) solder composition, and flux type;
g) any deviation from this test method;
h) the name of the person conducting the test.
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11.2.6 Information complémentaire
Le critére d’évaluation inclut, mais ne se limite pas a:

— un décollement interlaminaire;
— une séparation d'interconnexion;
— ades fissures dans les trous traversants;

— ades pastilles décollées;
— au refoulement de résine.

11.3 Essai 3N03: Choc thermique, brasure au fer (a I'étude)

11.4 Essai 3N04: Choc thermique, dans un bain d'alliage a 260 °C

11.4.1 Objet

d'alliage fondu. Le présent essai est aussi applicable
I'interconnexion est réalisée avec d'autres technologie

11.4.2 Eprouvettes

méthode équivalente. Il faut permettre bt
zone a essayer.

Normalement,
125 °C pendant
les conditions a C
35 °C. Le temps de ¥

a) un po { s i e, chauffé électriqguement, contrélé thermo-

étre de 260+% “SAurant tout I'essai:

b) unlthermométre pour mesurer la température du fluide a une profondeur de 25 mm
au-dessous de la surface;
¢)_Jun minuteur capable d'une résolution de + 1 s;
)

un flux d'eau soluble faiblement ou nan-activée ou de 1a résine avec une teneur maximale

de 0,2 % de chlorure;
e) une fixation adaptée (figure 2);
f) une chambre a circulation d'air, capable de maintenir une température uniforme a (125 + 5) °C.
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11.2.6 Additional information
Evaluation criteria include, but are not limited to:

— delamination;
— interconnection separation;
— through-hole cracks;

— lifted lands;

— resin recession.

11.3 Test 3N03: Thermal shock, hand soldering (under consideration)

11.4 Test 3N04: Thermal shock, solder immersion at 260 °C
11.4.1 Object

The purpose of this test is to determine the ability of a print
(PTH) test specimen to withstand repeated thermal shoc
solder. This test is also applicable to holes from which i
technologies than the plated through hole process.

a bath of molten
ieved with other

11.4.2 Test specimens

As a referee the speci

a time designategdN\n
atmospheric con
8 h.

b) a thermometer for measuring the temperature of the solder at a depth of 25 mm below the
surface;

c) _atimer capable of resolving to £ 1 s;

d)_a low- or non-activated water soluble flux or a resin of 0,2 % maximum chloride content;

2):
VAl

f) a circulating air chamber capable of maintaining uniform temperature at (125 + 5) °C.
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11.4.4 Procédure
Le spécimen et le fil doivent étre recouverts par le flux.

Le spécimen et le fil doivent étre assemblés dans la fixation pour maintenir la position
appropriée de la carte et du fil.

| 'oxvde du not d'alliage doit 8tre enlevé et le snécimen immerad 3 une nrofondeur de 25 mm
J Lud ~J Ll J Lad

dans l'alliage fondu. La durée d'immersion doit étre de (4 £ 0,5) s.

Le spécimen doit &étre enlevé du pot de bain d'alliage et laissé refroidir a la température ambiante:

Une seconde immersion pendant (4 + 0,5) s doit simuler le choc ther de fikdébrasé.

Aprés refroidissement, une troisieme immersion simulera le rebrasage ¢
Le spécimen doit étre nettoyé, si exigé.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai > norme et

examiné.

11.4.5 Rapport

Le rapport doit comprendre:

VY

) le numéro de I'essai et I'indice de

O

) la date de 'analyse;

O

) l'identification du matériau essayé;

d)

e) les résultats de la mi ollement interlaminaire, I'interconnexion,
la séparation, les [fi aversants, les pastilles décollées et le

f) tout écart pa a la grésente méthode d'essai.

11.4.6 Informatigf

le temps d'immersion;

Les trois immersions
deux immersfons~qoiventé

e—pfemier cycle de brasure. Si plus d'un cycle a été effectué,
joutées pour chaque cycle supplémentaire. Le nombre total de

pourtant faire f*abjet dRune attention particuliere méme si les petits trous ont réussi cet essai.
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11.4.4 Procedure

The specimen and the wire shall be coated with the flux.

The specimen and the wire shall be assembled into the fixture to maintain proper board and
wire position.

An\J/ oxide shall be removed from the surface of the indnr’ and the epnhimnn immersed to a

depth of 25 mm in the molten solder. The immersion time shall be (4 £ 0,5) s

The specimen shall be removed from the solder pot and allowed to cool down to ambient
temperature.

A second immersion for (4 = 0,5) s shall simulate the thermal shock g ing the wire.
After cooling, a third immersion will simulate the resoldering of the wirg¢

The specimen shall be cleaned if required.

The specimen shall then be microsectioned in accordance with s.&tandard and

examined for conformance.
11.4.5 Report

The report shall include:

Y

test number and revision index;

O

date of analysis;

Q O

)

)

) identification of the material tested;
) immersion time;

)

]

results of the mi rose S &t ding but not limited to delamination,
interconnection, sep q , lifted lands, and resin recession;

f) any deviatio

11.4.6 Additional §

reliability concexn even though the smallest holes have passed this test.
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Figure 2 — Fixation des pinces pour essai de choc thermique, brasage au trempé
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Figure 2 — Plier fixture for thermal shock test, dip soldering
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11.5 Essai 3N05: Choc thermique par flottage sur un bain d'alliage a 288 °C
11.5.1 Objet

Le but de cet essai est de déterminer I'aptitude d'une éprouvette de carte imprimée a trous
métallisés (PTH) a supporter les chocs thermiques spécifiés par flottage du spécimen sur un
bain d'alliage fondu. Le présent essai est aussi applicable aux trous a partir desquels
I'interconnexion est réalisée au moyen de technologies autres que le procédé des trous

métallisés.

11.5.2 Eprouvettes

Les spécimens doivent étre enlevés du flan ou de I'éprouvette par SC|ag
méthode équivalente. Il faut permettre un dégagement suffisant pour prg
zone a essayer.

aintenir la température uniforme a
(125 £ 5) °C;

b) un pot d'alliage

statiqguement et co
d'essai soit
un thermometre p

3 hauffé électriquement, contrélé thermo-
de Sn60, Sn62 ou Sn63. Il faut que la température

La surface et les troug métallisés doivent étre recouverts par le flux.

Toutoxyde doit étre enlevé de la surface d'alliage et le spécimen doit flotter sur |'alliage fondu
de.tellé maniere qu'un seul c6té soit en contact avec l'alliage. Les spécimens doivent flotter
pendant la durée indiquée dans la spécification appropriée.

Les spécimens doivent étre enlevés du pot d'alliage et laissés refroidir a la température
ambiante.

Apres refroidissement, le spécimen doit étre nettoyé avec de I'alcool isopropyle et séché a I'air.

Le spécimen doit alors étre microsectionné suivant I'essai 3X09 de la présente norme et
examiné pour conformité.
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11.5 Test 3N05: Thermal shock, floating, solder bath 288 °C
11.5.1 Object

The purpose of this test is to determine the ability of a printed board with plated through holes
(PTH) test specimen to withstand a specified thermal shock by floating the specimen on molten
solder. This test is also applicable to holes from which interconnection is achieved with other
technologies than the plated through hole process.

11.5.2 Test specimens

Specimens shall be removed from the panel or test coupon by sawing, routing, or an equivalent

The specimen shall be removed in such a manner that at least threg\0 possible

As a referee, the specimen shall be preconditioned in an air circ Y 25 °C for a
time designated in the relevant specification, then allo under standard
atmospheric conditions until its temperature is below 35 °C_ ¥ shall not exceed
8 h.

11.5.3 Test apparatus and materials

c) a thermometer for
surface;

d) atimer capa

e) low- or non-act

the molten so o in ‘& manner that only one side is in contact with the solder. The specimens
shall be floated-for the)time specified in the relevant specification.

The specimens shall be removed from the solder pot and allowed to cool to ambient
temperature.

After cooling, the specimen shall be cleaned with propan 2-OL (isopropyl alcohol) and air dried.

The specimen shall then be microsectioned in accordance with test 3X09 of this standard and
examined for conformance.
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11.5.5 Rapport

Le rapport doit comprendre:

VY

) le numéro de I'essai et I'indice de révision;

O

) la date de 'analyse;

O

I'identification du matériau essayé;

d

e) les résultats de la microsection comprenant le décollement interlaminaire, I'interconnexijons;
la séparation, les fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement de résine, mais non limités a ceux-ci.

le temps d'immersion;

)
)

f) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.

11.5.6 Informations complémentaires

11.6.1 Objet

Le but de cet essai est de détermin
d'autres articles pour Il'utilisgtion et le s

a) la température.et Phumidité de la chambre soient contrélées par des dispositifs détecteurs
localisés dans I'eSpace de fonctionnement;

b) latempérature et I'humidité relative puissent étre maintenues a (40 + 2) EC et (93f§) % HR;

c) l'eau condensée soit continuellement drainée de la chambre et ne soit pas réutilisée, a
moins qu'elle ait été repurifiée;

d)y—torsgquume chambre detype a mjection estutitisee; teau doit—avoir ume Tesistivite—Ton
inférieure a 500 Qm.
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11.5.5 Report

The report shall include:

Y

test method and revision;

O

date of analysis;

(¢}

Q.

)
)
) identification of the material tested;
) immersion time;

)

)

results of the microsectional evaluation including but not limited to delamination
interconnection, separation, through-hole cracks, lifted lands, and resin recession;

f) any deviation from this test method.

11.5.6 Additional information

hole resistance test method 3E16 of this standard.

Although reliability concerns are normally focused on sm
reliability concern even though the smallest holes have pa

11.6 Test 3N06: Damp heat, steady state
11.6.1  Object

The purpose of this test is to determine-% it ples of printed board materials,
printed boards and printed board assg aqd storage under conditions of high
relative humidity.

This test is primarily i {0 [ tothe observation of the effects of high humidity at
constant temperature i

11.6.2 Test sp@u

a) the temperature and the humidity of the chamber are monitored by sensing devices located
in the'\working space;

b) _the’temperature and relative humidity can be maintained at (40 + 2) °C and (93f§)% RH;

e¢)“the condensed water is continuously drained from the chamber and is not used again
unless it has been re-purified:

d) when using an injection-type chamber, the water shall have a resistivity of not less than
500 Qm.



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

—-70 - 61189-3 © CEIl: 1997+A1:1999

11.6.3.2 Précautions
Des précautions doivent étre prises pour s'assurer que:
a) les conditions dominant partout dans I'espace de fonctionnement soient uniformes et aussi

similaires que possible a celles dominant dans les environs immédiats des dispositifs de
contréle;

h) les nraonridtds oule charaement du sndcimen-en -essain'influesncent nas sensiblemaent las
Pror 1) 1 14

conditions a l'intérieur de la chambre;

c) l'eau condensée sur les parois et le plafond de la chambre d'essai ne puisse pas tomber
sur le spécimen.

11.6.4 Procédure

Le spécimen doit étre contrélé visuellement et subir une vérificatio
selon les exigences de la spécification appropriée.

11.6.4.1 Conditionnement

Le spécimen doit étre conditionné comme suit:

temperature de la chambre;

b) selon les exigences de la spécificatio
4 jours,
10 jours,
21 jours,
56 jours;

c) noter que la spéci
durant le con@w ~
la chambre.

11.6.4.2 Reprise

demander le chargement et/ou des mesures
lui-ci pendant que le spécimen est encore dans

a) avant eZimen doit étre repris aux conditions atmosphériques normales
pour ;

b) si les conditon viosphériques normales ci-dessus ne sont pas adaptées pour le
spécimen ‘a_e , la spécification applicable peut appeler d'autres conditions de reprise;

c) la spécification applicable doit indiquer si des précautions spéciales doivent étre prises en
ce quirconcerne l'enlévement de I'humidité superficielle.

116:4.3 Controle

e spécimen doit étre contrélé visuellement et subir une véréfication électrique et mécanique

selon [es exigences de la specification appropriee. sauf spécification contraire, les mesures
doivent étre terminées dans la limite de 30 min aprés I'enlévement de la chambre.
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11.6.3.2 Precautions
Precautions shall be taken to ensure that:

a) the conditions prevailing throughout the working space are uniform and as similar as
possible to those prevailing in the immediate vicinity of the monitoring devices;

b) the properties or loading of the specimen under test do not appreciably influence conditions

within the nhamhnr;

c) no condensed water from the walls and roof of the test chamber can fall on the specimen.
11.6.4 Procedure

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechg % checked, as
required by the relevant specification.

11.6.4.1 Conditioning

The specimen shall be conditioned as follows:

temperature;

b) as required by the relevant specification, cond
4 days,
10 days,
21 days,
56 days;

c) note that the relevant i¢ati 9 dading and/or measurements during, or at
the end of, conditio ' 5 ill in the chamber.

11.6.4.2 Rec

c) the relevs ; tion shall state whether any special precautions shall be taken
of surface moisture.

11.6.4.3,"*Inspection
TheNspecimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked, as

required by the relevant specification. Unless otherwise specified, measurements shall be
completed within 30 min after being removed from the chamber.
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11.6.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

le numéro de la méthode d'essai et I'indice de la révision;

T Q

la date de l'essai;

O

Q.

)

)

) l'identification des matériaux;

) la procédure de conditionnement;
)

la durée de conditionnement;

- O

) les conditions de reprise, si elles difféerent des conditions normales.
11.6.6 Informations complémentaires

Les informations requises dans la spécifiacation applicable sont les

la procédure de préconditionnement;
les vérifications électrique et mécanique a faire avant I'e

)
)
c) I'état du spécimen lorsqu'il est introduit;
) la durée de conditionnement;

)

le chargement pendant le conditionnement;

f) les vérifications électriques a faire g iti et la ou les période(s) aprés
laquelle ou lesquelles elles doivent\¢tre ¢

g) les précautions spéciales a prendre gue entde I'humidité superficielle;

h) les conditions de reprise si elles sont diffé nditions normales;

11.7 Essai 3N07; Ess
11.8 Essai 3N@ vique panimmersion dans un bain de sable fluidifié a 260 °C

11.8.1 Objet

11.8.2 Eprouve
Les spécimens doivent étre enlevés du flan ou de I'éprouvette par sciage, détourage ou une

méthode équivalente. Il faut permettre un dégagement suffisant pour prévenir les dégats de la
zohe*a essayer.

| e spécimen doit 8tre enlevé de facon telle au'au maoins trois des dimensions les nlus netites
L -3 | L L

possibles des trous traversants puissent étre vues dans une microsection polie.

Normalement, le spécimen doit étre préconditionné dans une chambre a circulation d'air a
125 °C pendant une durée désignée dans la spécification applicable, puis refroidi dans les
conditions atmosphériques normales jusqu'a ce que sa température soit au-dessous de 35 °C.
Le temps de reprise ne doit pas dépasser 8 h.
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11.6.5 Report
The report shall include:

test method number and revision index;
the date of the test;

O T QO

Q

)
)
) the identification of the materials;
) preconditioning procedure;

)

D

conditioning time;

—h

) recovery conditions if other than standard.
11.6.6 Additional information

Information required in the relevant specification:

Y

preconditioning procedure;

O

electrical and mechanical checks to be made prior to the test;

(¢

o

)

)

) state of the specimen as introduced in the chamber;
) conditioning time;

)

D

loading during conditioning;

f) electrical checks to be made during
performed;

11.7 Test 3NO7: Te
11.8 Test 3NO8:

11.8.1 Object

11.8.2 Test)specimén

Specimens shall be removed from the panel or test coupon by sawing, routing, or an equivalent
method." Allow sufficient clearance to prevent damage to the area to be tested.

The specimen shall be removed in such a manner that at least three of the smallest possible

adiacent size nlated throuah holes can be viewed in a finished microsection
J Ll J

As a referee, the specimen shall be preconditioned in an air circulation chamber at 125 °C for a
time designated in the relevant specification, then allowed to cool down under standard
atmospheric conditions until its temperature is below 35 °C. The recovery time shall not
exceed 8 h.
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11.8.3 Appareillage d'essai et matériaux
L'appareillage et les matériaux suivants doivent étre utilisés:

a) un bain de sable fluidifié de conception adaptée, chauffé électriquement, contrélé
thermostatiquement et maintenu a (260+g)°C durant tout I'essai;

b) un thermomeétre pour mesurer |a température du sable dans approximativement le méme

emplacement que celui occupé par le spécimen;
c) un minuteur capable d'une résolution de + 1 s;

d) un support avec une capacité thermique tellement faible que le sable ne soit pas porté au-
dessous de 260 EC;

e) une chambre a circulation d'air, capable de maintenir une tempe
(125 £ 5) °C.

sniforme de

11.8.4 Procédure

Le spécimen doit étre placé sur le support.

Le spécimen doit étre immergé de c6té dans du sabl
dans le sable pendant la durée indiquée dans la spédifica

Le spécimen doit étre enlevé du bain &t

Le spécimen doit alors étre microsection
examiné pour conformité.

11.8.5 Rapport

Le rapport doit comprepdke:

a) le numéro dét de révision;

b) la date de I'analyg

c) l'identification/u

d) le temps d

e) les ré a\m egtion comprenant le décollement interlaminaire, l'interconnexion,
las \Yes- fissures dans les trous traversants, les pastilles décollées et le
refoulement e resing, mais non limités a ceux-ci;

f) tout écart pa rt a la présente méthode d'essai.

11.8.6 _<dnformations complémentaires

Le présent essai est aussi applicable en tant qu'étape de préconditionnement avant
I'évaluation de la méthode de résistance des trous métallisés 3E16 de la présente norme.

B;CII yuc :’attcntiun auit Bélll:’:la:clllcllt p\.ntl:':c; Ul :D‘D pctlta tIUuD PpLUul :Cul fldbl:l‘lc’:, :CD yldlldb
trous peuvent pourtant faire I'objet d’'une attention particuliere méme si les petits trous ont
réussi cet essai.

11.9 Essai 3N12: Humidité et résistance d'isolement pour cartes imprimées (a I'étude)
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11.8.3 Apparatus and test materials
The following test apparatus and materials shall be used:

a) a fluidized sand bath of suitable design electrically heated and thermostatically controlled,
kept at (26073) °C throughout the test;

b) a thermometer for measuring the temperature of the sand in approximately the same

location that will be occupied by the specimen;
c) atimer capable of resolving to £ 1 s;

d) a holder with low heat capacity such that the temperature of the sand is not brought.below
260 °C;

e) a circulating air chamber, capable of maintaining uniform temperatu 5).°C.

11.8.4 Procedure

The specimen shall be placed in the holder.

specification.
The specimen shall be removed from the sand b

The specimen shall then be microsectie
examined for conformance.

11.8.5 Report

The report shall include;

a) test method and re
b) date of anal @

identification of tK

al evaluation including but not limited to delamination,
rough-hole cracks, lifted lands and resin recession;

This test.is also applicable as a precondition step prior to the evaluation of plated through hole
resistahce test method 3E16 of this standard.

Although reliability concerns are normally focused on small holes, large holes may still be a
reliability concern even though the smallest holes have passed this test.

11.9 Test 3N12: Moisture and insulation resistance for printed boards
(under consideration)
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eqtrée d'air
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Récipient extérieur

Circuit électrique et boitier

de connexion
/\ \/[ z Régulation énergétique
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&
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AN

Bloc de sécurité

< IEC 346/97

Principes de fonctionnement

De petites particules solide b ACi fluidifiées» au moyen d’un courant de gaz (air) adéquat. Un
croquis en coupe d, bain . idiNg” est montré ci-dessus. De l'air propre, sec, sous une pression
constante d’environ L i soi wpe, soit d’'une conduite d’air, via une vanne de contréle, a une
chambre sous le diffus€u plaque poreuse assure un flux d’air uniforme a travers toute la

section du récipient et pour le lit de sable solide.

Quand la vanne de e b eément, le lit de sable solide n’est pas remué et I'air se faufile entre les
particules; dan olle's iths a\baisse de pression est proportionnelle a la quantité d’air admis. Quand la
vanne est oyverte ‘air sur les particules les aménera a se séparer, et toute la masse du lit de
sable s’agrand g lit a présent se comporte comme un fluide et est dit «fluidifié». Une plus grande

une valeur correspoiXiant a fapfession de la colonne de particules. Mais le lit de sable deviendra plus turbulent et
aura l'aspect d’'uniguide en ébullition. Le meilleur transfert calorifique et les températures les plus uniformes sont
obtenues quand le"baimesy/dans cet état d’ébullition.

Figure 3 — Bain de sable fluidifié
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IEC 346/97
Principles of operation s
Small solid particles can 9 X an a suitable gas (air) stream. A diagrammatic cross-
section of a fluidized g 3 9 . dry air at a constant pressure of about 2 N/cm? from a pump
or from an air line @} mber beneath the diffuser (porous plate). This porous plate
ensures a uniform flow df air a R an of the container and acts also as a support plate for the solid
sand bed.
As the control valyel i8 WA , id sand bed remains undisturbed and the air finds its way between the
particles; undep/sush iti pressure drop is proportional to the rate of flow of air. As the valve is
openedfurther, 3 gles will cause them to separate and the whole mass of the bed can be seen
to have expé gves as a fluid and is said to be “fluidized”. Further opening of the valve is not

column of particlesyN\but thexhed’becomes more turbulent and will have the appearance of boiling liquid. The best
heat transfer andwqost uniform temperatures are obtained when the bath is in this “boiling” state.

Figure 3 — Fluidized sand bath
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12 X: Méthodes d'essais diverses

12.0 Essai 3X10: Brasabilité, essai d’immersion par rotation

A I'étude.

—12 1 Fssai 3X01: Adhérence du revétement, méthode du ruban adhésif (3 'étude)
\ 7

12.2 Essai 3X02: Adhérence du revétement, méthode du brunissement (a I'étude)

12.3 Essai 3X03: Porosité, exposition au gaz (a I'étude)

12.4 Essai 3X04: Porosité, essai électrographique, revétement d'o

12.4.1 Objet

12.4.2 Eprouvettes d’essai

Une partie de carte de production app
de rhodium sur cuivre.

Il convient que
dans un solvant

pouvant exegcer une pression allant jusqu’a 200 N/cm?2 et délivrer un courant continu lisse
sans ondulationgfartir d’'une source ne dépassant pas 12 V.

b) Papiérpour tirage couleur, de qualité FDW, c’est-a-dire papier photographique de grande
qualité recouvert d’'une couche de gélatine photographique non photosensible, découpé a
tne dimension convenable.

¢)-/Une électrolyte de concentration molaire de 0,01 en ce qui concerne le chlorure de sodium
et le carbonate de sodium, c'est-a-dire dissoudre 0,59 g de NaCl et 1,06 g de Na,CO,

ensemble dans 1 | d'eau distillée.

d) Une solution de traitement composé de dithio-oxamide (acide rubéanique), solution a
0,25 % par quantité d’éthanol. Dissoudre 0,25 g de dithio-oxamide dans 100 ml d’éthanol
en chauffant légérement. Si besoin, filtrer aprés refroidissement, avant toute utilisation.
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12 X: Miscellaneous test methods

12.0 Test 3X10: Solderability, rotary dip test

Under consideration.

121 Test 3X01: E|ating adhesion tape method (lmdnr Pnneidnr:finn)

12.2 Test 3X02: Plating adhesion, burnish method (under consideration)
12.3 Test 3X03: Porosity, gas exposure (under consideration)
12.4 Test 3X04: Porosity, electrographic test, gold on copper
12.4.1 Object

To detect discontinuities in certain metal platings on printed ctrographic

method.

The test is suitable for the examination of gold, palladi
without an undercoat of nickel.

pating on copper

The test described is known as the electrographi

12.4.2 Test specimens
The coated areas shouls
(for example acetie)

12.4.3 Test apparatus

a) An electtographi t chine with high-purity aluminium platen of nominal size

layer but not photosensitive, cut to a convenlent size.

c) An electrolyte which is 0,01 molar with respect to both sodium chloride and sodium
carbonate, i.e. dissolve 0,59 g of NaCl and 1,06 g of Na,COgj together in 11 of distilled
water.

d)_A developing solution of dithio-oxamide (rubeanic acid), 0,25 % solution in ethanol.
Dissolve 0,25 g of dithio-oxamide in 100 ml of ethanol by warming gently. If necessary, filter

when cold, betore use.
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12.4.4 Mode opératoire

Tremper les feuilles de papier pour tirage couleur dans I'électrolyte de chlorure de sodium/
carbonate de sodium pendant 30 min.

Aprés trempage, I'excés d’électrolyte est enlevé du papier pour tirage couleur en compressant
les feuilles contre du papier buvard. Le papier est alors disposé, le c6té émulsion vers le bas,

sur 'édnrouvette mdétallisde aui se comporte commae l'anaode Coalix-ci-sont alaors nlacdéds sous le
< 1 T 1

p
plateau en aluminium.

L’ensemble est alors comprimé pour obtenir une pression comprise entre 140 N/cmZ-et
170 N/cm?Z2.

Pendant la phase de compression, un potentiel fixe continu de 4 V est(appliqué pendant 60 s.

solution de dithio-oxamide pendant 30 s.

NOTE Il est conseillé d'utiliser des pincettes pour plonger le papier dan g io-@xamide parce
qgu’elle peut produire les taches noires persistantes sur les doigts.

L'électrogramme produit est lavé dans I'eau couranie

plus grand que x10. La porosité d’un re
roses brillantes. |l convient d’effectueru
métallisée.

12.4.5 Rapport

Le rapport doit comprendre
a) le numéro de@' ¢ di€e de révision;

I'identification 8 scripti ] rouvettes d’essai;

Les effétsraux abords des zones métallisées doivent étre ignorés.

12.5 3X05: Porosité, essai électrographique, revétement d'or sur cuivre

1251  Qhjet

Détecter des discontinuités dans certains revétements métalliques sur des cartes imprimées a
I’aide d'une méthode électrographique.

L’essai est approprié pour examiner des revétements d’or, de palladium et de rhodium sur une
sous-couche de nickel.

L'essai décrit est connu comme la méthode électrographique de transfert de couleur.
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12.4.4 Procedure

Soak the dye transfer paper strips in the sodium chloride/sodium carbonate electrolyte for
30 min.

After soaking, the excess electrolyte is removed from the dye transfer paper by pressing
between sheets of blotting paper. The paper is then placed emulsion side down on to the

nlated - snecimen which acts as the anaode These are then nlaced under the aliiminium nlaten
Lig Lig 7 § Lig 1 T

The assembly is then compressed to give a pressure of between 140 N/cm2 to 170 N/cm2.

Whilst under compression a fixed potential of 4 V d.c. is applied for 60 s The press)is then
opened, the dye transfer paper removed and developed in the dithio-oxamide soli{ion for 30 s.

NOTE It is advisable to use tweezers for immersing the paper in the dithio-oxdiide solytion _because it can
produce persistent black stains on the fingers.

The electrogram produced is washed in running water and allowed to-gxy- ence of any
adi K olive-green

Porosity in the gold will show as bright pink spot stimate should e made of the number
of pores/cmZ2 of the plated area.

12.4.5 Report
The report shall include:
ViSiOR;

a) the test method numb&r and_rf

b) the identification and\desexiptio

)

)

c) the date of th st,
d) porosity in po@
e) any deviation fras
f) the name of the

12.5 Test 3X05: Potrosity, electrographic test, gold on nickel
12.5.1~<Object

To detect discontinuities in certain metal platings on printed boards by an electrographic method.

The test Is suitable for the examination of gold, palladium and rhodium coatings on a nickel
undercoat.

The test described is known as the electrographic dye transfer method.
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12.5.2 Eprouvettes d’essai

Une partie de carte de production appropriée possédant des revétements d’or, de palladium ou
de rhodium sur nickel.

NOTE Pour les zones recouvertes, une connexion électrique sera établie soit par I'intermédiaire des conducteurs
du circuit imprimé soit en utilisant une bande conductrice isolée sur un cété.

L _conviant auae-loc Zzaonac racanvartac cnlant acoirivAnc avaec in ticol nan e—tram.
©

o o 0.
T ooy T T U T C o O o TCoUTO vV CTtC o OOt C ooy CCoov C oot troou— 1t OOt o ToT

L
dans un solvant organique neutre (par exemple de I'acétone) pour enlever la graisse, etc.

12.5.3 Appareillage d’essai et matériaux

Les appareillages d’essai et les matériaux suivants doivent étre utilisés.

a) Une machine électrographique d'essai possédant un plateau

d) Une solution de traitement composé gxanedione dioxime), solution a
0,5 % par poids d’'éthanol. Dissoudrg™0 : e dans 100 ml d’éthanol.

Tremper les feuilles nde leur dans [I'électrolyte de chlorure de

Aprés trempage z S g estenfevé du papier pour tirage couleur en compressant
les feuilles contre dy QIE e pdpier est alors disposé, le coté émulsion vers le bas,

Ensuite, aon‘relacheNd pression, on enléve le papier pour tirage couleur et on le traite avec la
solution.de nioxime pendant 30 s.

L'électrogramme produit est lavé dans l'eau courante et laissé a sécher. La présence de
niimporte quel défaut dans le revétement (par exemple la porosité) se caractérise par une
tache rose brillante correspondante sur le papier.

Les électrogrammes doivent étre examinés visuellement sous un grossissement linéaire pas
plus grand que x10. La porosité d’'un revétement en or se manifestera sous la forme de taches
roses brillantes. Il convient d’effectuer une estimation du nombre de pores/cm? de la zone
métallisée.
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12.5.2 Test specimens

A suitable part of a production board with gold, palladium or rhodium coatings on nickel.

NOTE Electrical connection will have to be made to coated areas either via the printed circuit conductors or by
using a conductive tape which is insulated on one side.

The coated areas should be wiped with a lint-free cloth dipped in a neutral organic solvent (for

axample-ascatonalto-roamove-araaca-ote
T —to—TCcTmoY

CTATTTIT T T T TToT 7 < TgTroTooTTTToT

12.5.3 Test apparatus and materials

The following test apparatus and materials shall be used.

a) An electrographic test machine with high-purity aluminium plate Qminal size

b) Dye transfer paper grade FDW i.e. high-quality photograp vith"a gelatin
layer but not photosensitive, cut to a convenient size.

c) An electrolyte which is 0,01 molar with respect to both sodium

\~ and sodium carbonate,
i.e. dissolve 0,59 g of NaCl and 1,06 g of Na,CO3 togetherin i :

of ‘tisti

12.5.4 Procedure

Soak the dye transfer paper strips i
30 min.

sheets of blotting papen S is\th gced emulsion side down on to the plated
specimen, which 3 . then placed under the aluminium platen.

Whilst under > i fixed—potential of 4 V d.c. is applied for 60 s. The press is then
opened, the { a gmoved and developed in the nioxime solution for 30 s.

defect in the~cgating \(fol
the paper.

gxample porosity) is revealed by a corresponding bright pink stain on

The electrograms shall be visually examined at not greater than x10 linear magnification.
Poro8ity in the gold will show as bright pink spots. An estimate should be made of the number
of pores/cmZ2 of the plated area.



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

-84 - 61189-3 © CEIl: 1997+A1:1999

12.5.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;

T Q

I'identification et la description des éprouvettes d’essai;

O

Q.

)

)

) la date des essais;

) la porosité en pores/cm?;
)

)

tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;

—

) le nom de la personne qui effectue I'essai.

12.5.6 Information complémentaire

Les effets aux abords des zones métallisées doivent étre ignorés.

12.6.1 Objet

L'objet de cette méthode d'essai est de fournir une
dépot métallique d’une carte imprimée.

12.6.2 Eprouvettes d’essai

L’éprouvette doit étre découpée dans
partie spécifiée d’'une éprouvette d'essa
(pth) destinés a I'essai.

Lorsque I'utilisation d’¢
dans la CEIl 62326-4, fa

12.6.3 Appareil

Les appareillage

b) Un dispositiftde fixation pour maintenir I'éprouvette pendant I'encapsulation.
¢) Un matériau d'enrobage tel que des résines époxydes traitées a température ambiante.

d) Du-papier abrasif (par exemple de classes granulométriques 150-200, 320, 400, 600, 800
et 200) pour polir grossiérement puis finement.

€)_)Une pate a polir au diamant (par exemple 6 ym, 3 ym, 1 ym) ou une pate a polir a I'alumine
(par exemple 5 ym, 3 ym, 0,5 um) pour enlever les rayures faites par le papier abrasif.

f) Un tissu pour effectuer le polissage avec de la pate a polir.

g) Un microscope disposant des grossissements x100, x250, x500 et x1 000.
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12.5.5 Report
The report shall include:

the test method number and revision;

T Q

the identification and description of the test specimens;

O

Q

)

)

) the date of testing;

) porosity in the pores/cm?2;
)

D

any deviation from this test method;

—

) the name of the person conducting the test.

12.5.6 Additional information

Effects at the edges of the plated areas shall be discounted.

12.6 Test 3X06: Plating thickness, microsection method
12.6.1 Object

The purpose of this test method is to provide a proce
of a printed board.

12.6.2 Test specimens

aterial, such as room temperature curing epoxy resins.

d) An abrasive papef (for example grit numbers 150-220, 320, 400, 600, 800, and 1 200) to
grindsroughly and finely.

An encapswiating

e) A‘diamond polishing paste (for example 6 ym, 3 ym, 1 ym) or alumina polishing paste (for
example 5 ym, 3 ym, 0,5 ym) to remove scratches left by the abrasive paper.

).~ A cloth for polishing with polishing paste.

g) A microscope having the magnitication of T100x, 250X, 000x, and 1 0OU0X.
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12.6.3.2 Solutions d'attaque
12.6.3.2.1 Préparation de I'hydroxyde d'ammonium, solution de peroxyde

On ajoute 1 ml a 2 ml de B a 100 ml de A. Mélanger pendant quelques secondes et attendre
1 min avant de l'utiliser.

A correspond a (14 a 20) % d'hydroxyde d'ammonium (par volume);

B correspond a (30 a 35) % de peroxyde d'hydrogéne (par volume).

Il est recommandé de renouveler la préparation chaque jour et d'ajouter quelques gouttes.de
peroxyde d'hydrogéne a 30 % a la solution d'attaque juste avant de I'utiliser.

12.6.3.2.2 Préparation de sulfurique, solution de peroxyde

ttendre

On ajoute 1 ml a 2 ml de B a 100 ml de C. Mélanger pendant quelg ~ ~ 3
1 min avant de I'utiliser.

C correspond a (10 a 20) % d’acide sulfurique (en volume);

zone ou I'épaisseur de|la toligh
brassage, par agifation ynanuelte ®

Aprés traitement,

papier abrasif de $ B R_sous/un filet d'eau, en finissant par les zones comprenant les
points a obs ier-abrasif de classe granulométrique supérieure a 1 200.
Lorsque 'on{doit trgpecterd cctions perpendiculaires au plan de la carte imprimée, le plan

poli de lamjcrg Qi incliné d’'un angle compris entre 85° et 95° par rapport au plan

Les éprouvettes~dpoivent étre rincées aprés chaque phase de pongage et de polissage pour
éviter que.des particdles ne contaminent les étapes suivantes.

L'éprouvette doit étre polie a l'aide du tissu a polir enduit d’'une pate, en utilisant succes-
sivement des abrasifs de plus en plus fins, pour obtenir une image claire et nette du point a
observer.

Lorsque I'on doit mesurer I'épaisseur des parois des trous traversants métallisés, le diamétre
du trou apparaissant dans la section ne doit pas étre inférieur a 90 % du diameétre réel du trou,
comme mesuré avant de préparer la micro-section.

Aprés le polissage et avant le contréle visuel et/ou dimensionnel, I'éprouvette doit étre
attaquée en utilisant la solution d'attaque de fagon a bien délimiter les différentes couches de
dépdbt métallique.
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12.6.3.2 Etching solutions
12.6.3.2.1 Preparation of ammonium hydroxide, peroxide solution
1 ml to 2 ml of B is added to 100 ml of A. Stir for a few seconds and wait 1 min before using.

A is (14 - 20) % ammonium hydroxide (by volume);

B is (’20 - '%R) % hydrngnn Im:rrn(ir'h: (hy \/nlumn)

A fresh preparation every day, and the addition of a few drops of 30 % hydrogen peroxide_to
the etching solution just before use, are recommended.

12.6.3.2.2 Preparation of sulphuric, peroxide solution
1 ml to 2 ml of B is added to 100 ml of C. Stir for a few seconds and

C is (10 - 20) % sulphuric acid (by volume);
B is (30 - 35) % hydrogen peroxide (by volume).

I and any layer in the area where the

There shall be no vords between the encap
< ay be eliminated by stirring, manual

%g materi

After curing, the gpec q g ground using successively finer abrasive paper
with water flow,@' 2 i

observation point.

inspected, the polistfe istdsection shall be inclined within 85° to 95° to the plane
of the printed bo

The specrmes sha gfter each grinding and polishing step, to prevent particles from
contamind

The specime polished by the polishing cloth with paste, using successively finer
abrasive to show ar, sharp image of the observation point

Wheredthe wall thickness of the plated-through holes is to be measured, the hole diameter
appearing in the cross-section shall be not less than 90 % of the actual hole diameter, as
measured prior to preparing the microsection.

D £t HP~ ~NH 2l H £ H 1 L ~H H [l H EH o H ball b

]
ATLCT |SASALARILRAT BER= LA AR A ) U vioudl Aaltiturul UTrrreTToturtTidar - TAdATITITTativlr, e opuTuITiieIT olrailt vo

etched using the etching solution in such a way that plating boundaries are sharply defined.
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L'éprouvette doit étre examinée visuellement au microscope. Le grossissement doit étre choisi
selon les caractéristiques a examiner. Lorsque I'on doit mesurer des dimensions, un systéme
de mesure calibré doit étre incorporé au microscope.

Lorsque I'on mesure des dimensions, les deux cOtés de la partie a mesurer doivent se trouver
en méme temps dans le champ. Lorsque I'on mesure une épaisseur de dépdt métallique, les
nodules, les vides et les fissures ne doivent pas étre inclus.

NOTE Pour I'examen des cartes imprimées multicouches afin de détecter des fissures sur les feuilles des couches
internes et/ou sur les jonctions des couches internes arrachées, I'essai 3X11 est plus indiqué.

La spécification particuliere peut prescrire I'examen de la liaison entre la paroi desctrous
traversants métallisés et les conducteurs des couches internes avant la gr

12.6.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

le numéro de la méthode d’essai et I'indice de révision;

T

la date de l'essai;

o O

)

)

) lidentification et la description de ou des éprouvetié
) I'épaisseur du dépdt métallique mesurée;

)

le nombre de données;

- O

) I'épaisseur minimale et maximale dy dépdt™n
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12.6.6 Information ¢

Aucune. Q

12.7 Essai X07;

A I'étude.

Déterminer.gqu’un traitement correct et des matériaux adaptés aient été utilisés, en établissant
I'aptitude-d’une carte imprimée a résister a un choc thermique spécifié sans qu’apparaisse des
trace's de décollement interlaminaire.

12.8.2 Eprouvettes d’essai

L'essai doit étre effectué sur une carte de production, un échantillon d’essai ou une partie
spécifiée d’'une éprouvette d’essai composée.
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The specimen shall be visually examined using the microscope. The magnification shall be
chosen so as to be suitable for the characteristics to be examined. Where dimensions are to
be measured, a calibrated measuring system shall be incorporated.

When measuring dimensions, both boundaries of the detail to be measured shall be in focus
simultaneously. When plating thickness is measured, nodules, voids, and cracks shall not be
included.

NOTE For examination of multilayer printed boards for inner layer foil cracking and/or inner layer junction pull-
away, test 3X11 is more sensitive.

The relevant specification may require examination of the interface of the wall of plated-
through holes and the conductors on inner layers prior to etching.

12.6.5 Report
The report shall include:

) the test method number and revision;
) the date of the test;

) the identification and description of the specimen(
)

)

o O T o

the plating thickness measured;

the number of data;

- O

) the maximum and minimum plating
the average thickness measurements:

«Q
-

None.

12.8 Té ation, thermal shock
12.8.1

To determine that correct processing and suitable materials have been used, by proving the
ability <of>a printed board to withstand a specified thermal shock without evidence of
delamination.

12.8.2 Test specimens

The test shall be carried out on a production board, a test coupon or a specified part of a
composite test coupon.
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12.8.3 Appareillage d’essai et matériaux
Les appareillages d’essai et les matériaux suivants doivent étre utilisés.

a) Une chambre a circulation d'air, capable de maintenir une température uniforme de (125 £ 5) °C.

b) Un pot de brasure de conception adaptée, chauffé électriquement, commandé
thermostatiquement et contenant au moins 1 kg de Sn60, Sn62 ou Sn63. La température

(opon +H \ o~

-y pu|
U UOOGI UUIL CuUT Uuc (£UVU O} .

c) Un thermométre pour mesurer la température de la brasure a une profondeur de 25 mm_en
dessous de la surface.

Laisser refroidir I'éprouvette dans de
température soit en dessous de 35 °C.

Recouvrir la surface avec du flux.

12.8.5 Rapport
Le rapport doit comprendre:

a) slenuméro de la méthode d’essai et I'indice de révision;

b)-la description détaillée de I'éprouvette d’essai incluant, mais pas limité a, la préparation, la
dimension |a quantité et le temps/la température de séchage:

c) lerésultat: décollement interlaminaire/pas de décollement interlaminaire;
d) la date de I'essai;

e) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai;

f) le nom de la personne qui effectue I'essai.

12.8.6 Information complémentaire

Le pré-conditionnement est effectué pour sécher I'éprouvette afin que le résultat d'essai ne soit
pas influencé par I'humidité dans le matériau.
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12.8.3 Test apparatus and materials
The following test apparatus and materials shall be used.

a) A circulation air chamber, capable of maintaining uniform temperature of (125 + 5) °C.

b) A solder pot of suitable design, electrically heated, thermostatically controlled and
containing at least 1 kg of Sn60, Sn62, or Sn63. Test temperature shall be (260 +%) °C.

c) A thermometer for measuring the temperature of the solder at a depth of 25 mm below the
surface.

d) A timer capable of resolving to £1 s or better.

e) A low- or non-activated water soluble flux or a resin of 0,2 % maximum oride content.

f) Optical equipment with approximately 3x linear magnification
illuminates the specimen with transmitted light.

possible,

12.8.4 Procedure

Specimens shall be conditioned in an air circulating cham®
specified in the relevant specification.

for a period as

Let the specimen cool down under atmospheric
35 °C. Recovery time shall not exceed

perature is less than

Coat the surface with flux.

Remove the specimens
After cooling, the ; ‘

a) the test methos ber and revision;

b) the detailed description of the test specimen including, but not limited to, preparation, size,
quantity, and drying time/temperature;

c) <the result: delamination/no delamination;
d)~“the date of the test;

€) ahy deviaton trom tnis test metnod,
f) the name of the person conducting the test.
12.8.6 Additional information

The pre-conditioning is made to dry the specimen to such an extent that the test result will not
be influenced by moisture in the material.
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12.9 Essai 3X09: Coupe micrographique
12.9.1 Objet

L'objet de cette méthode d'essai est de fournir un procédé pour déterminer a l'intérieur d'une
carte imprimée I'état des trous métallisés, des impressions conductrices des matériaux de
base et du revétement. Pour I'examen des cartes imprimées multicouches pour la fissuration
des feuilles des couches internes et/ou la jonction des couches internes arrachées, l'essai

3X11 (a I'étude) est plus indiqué dans ces conditions.

12.9.2 Eprouvettes

L'éprouvette est coupée dans une carte imprimée ou un coupon d'essai avgt bsaucoupide soin
pour éviter tout dommage dans la zone a contréler.

Pour les revétements mous et/ou minces, par exemple d'or, d'éta
étre nécessaire de recouvrir le dépbt par un revétement plus d
I'entralnement du dépdt.

avec le revétement a examiner.

12.9.3 Appareillage et matériaux

c) une résined
d) du papier abrasj

e) une pate dypolik andra (par exemple 6 :m, 3 :m, 1 :m) ou une pate a polir a I'alumine
(par exe 5N i ) pour enlever les rayures laissées par le papier abrasif;

12.9.3.2 _ Solutions/d'attaque
12.9.3:2°1 Préparation de I'hydroxyde d'ammonium, solution peroxyde

On“gjoute 1 ml a 2 ml de B a 100 ml de A. Mélanger pendant quelques secondes et attendre
1'min avant de s'en servir.

A est de I'hydroxyde d'ammonium a (14 a 20) % (par volume);
B est du peroxyde d'hydrogéne a (30 a 35) % (par volume).

Il est recommandé de préparer un nouveau mélange chaque jour et d'ajouter quelques gouttes
de peroxyde d'hydrogéne a 30 % a la solution d'attaque juste avant I'emploi.
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12.9 Test 3X09: Microsectioning
12.9.1 Object

The purpose of this test method is to provide a procedure for determining internal conditions of
plated through holes, conductive patterns, base materials and coating of a printed board. For
examination of multilayer printed boards for inner layer foil cracking and/or inner layer junction
pull-away, test 3X11 (under consideration) is more sensitive for these conditions.

12.9.2 Test specimens

The specimen shall be cut out from a printed board or test coupon with great care to aveid)any
damage to the area to be tested.

In case of soft and/or thin platings, for example gold, tin, or tin-lead, a
plating of the specimen prior to encapsulation may be necessary to &

12.9.3 Test apparatus and materials

The following test apparatus and materials shall b

12.9.3.1 Apparatus and material

b) fixture to hold specimen during enca '
c) encapsulating materiaf sush 4 emperatyre curing epoxy resin;
)

roughly and finely;

e) diamond poli
example 5 :m,¥";

12.9.3.21
1 ml to 2 ml(of B is~xagded in 100 ml of A. Stir for a few seconds and wait 1 min before using.

A is((14-20) % ammonium hydroxide (by volume);
B.is’(30-35) % hydrogen peroxide (by volume).

A fresh preparation every day and the addition of a few drops of 30 % hydrogen peroxide to the

nfr‘hing solution jIIQf hefare ||Qing are recommended
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12.9.3.2.2 Préparation de sulfurique, solution peroxyde

1 mla 2 ml de B sont ajoutés a 100 ml de C. Mélanger durant quelques secondes et attendre
1 min avant de s'en servir.

B est du péroxyde d'hydrogéne a (30 a 35) % (par volume);
C est de l'acide sulfurique a (10 a 20) % (par volume).

Il est recommandé de préparer un nouveau mélange chaque jour et d'ajouter quelques gouttes
de peroxyde d'hydrogéne a 30 % a la solution d'attaque juste avant I'emploi.

12.9.4 Marche a suivre

L'éprouvette est maintenue dans un dispositif et enrobée soigneusemeri\avec uhe'résine, en

s'assurant que les trous sont bien remplis de résine d'enrobage.

Il ne devra pas y avoir de manques entre Ie produit d‘enrobage ef U e ougch que onhfque dans

L'éprouvette est polie 2
de plus en plus fins, pQ

Si I'on doit mes
dans la section doi
préparer la coupe/m

g visuellement au microscope. Le grossissement est choisi selon les
miner. Si I'on doit mesurer des dimensions, un systéme calibré de
poré au microscope.

caractéristiques ex
mesure dqit‘étre inco

Si I'ghymesure des dimensions, les deux cbétés de la partie &8 mesurer doivent se trouver en
méme temps dans le champ. Si I'on mesure une épaisseur de dépébt, les nodules, manques et
fissures ne sont pas compris.

Comme spécifié dans la spécification applicable, on examine une ou plusieurs des
caractéristiques et parties suivantes:

- ép_ais’seur du conducteur et du dépdt électrolytique, et de la feuille de cuivre des stratifiés
cuivrés;

— manques et fissures dans le dépbt électrolytique (voir note);

— fissures dans la feuille de cuivre du stratifié cuivré;

— bavures et nodules;
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12.9.3.2.2 Preparation of sulphuric, peroxide solution

1 ml to 2 ml of B is added in 100 ml of C. Stir for a few seconds and wait one minute before
using.

B is (30-35) % hydrogen peroxide (by volume);
C is (10-20) % sulphuric acid (by volume).

A fresh preparation every day, and the addition of a few drops of 30 % hydrogen peroxide to
the etching solution just before using are recommended.

12.9.4 Procedure

The specimen shall be set in the fixture and carefully potted using e
make sure that the holes are filled with encapsulating material.

ig. material,

Where wall thic
appearing in the
measured prior to pr.

After polishing.and pxi ' and/or dimensional examination, the specimen shall be
etched using<the &tcking: solytionyin such a way that plating boundaries are sharply defined.

be measured,\a’salibragted measuring system shall be incorporated.

When measuring dimensions, both boundaries of the detail to be measured shall be in focus
simultaneously. When plating thickness is measured, nodules, voids, and cracks shall not be
inctuded.

As specified in the relevant specification, one or more of the following characteristics and

details shall be examined:

— thickness of the conductor and plating, and of the copper foil of the laminates;
— voids and cracks in the plating;

— cracks in the copper foil of the laminates (see note);

— burrs and nodules;
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— qualité du percage (par exemple, coulée de résine, extrémités des couches internes en téte
de clou);

— sous-gravure et surplomb métallique;

— liaison entre la paroi des trous métallisés et les conducteurs des couches internes;
— décollement entre dépdts électrolytiques (voir note);

— épaisseur des couches organiques (y compris les matériaux de base);

— manques dans les couches organiques (y compris les materiaux de base);
— gravure en retrait du stratifié;

— excroissance des fibres de verre;
— décollement interlaminaire;

— non-alignement entre couches;
— non-alignement entre les impressions conductrices et les trous;
— largeur annulaire des pastilles.

12.9.5 Rapport
Le rapport doit comporter:

le numéro de I'essai et I'indice de ré
la date de l'essai;

les caractéristique

les résultats

L'hydroxyde d'a i produit chimique caustique, trés alcalin. Le peroxyde
d'hydrogéne b sant. L'acide sulfurique est un acide corrosif. lls doivent étre
manipulés,avec soi

)
)
c) l'identification du m
)
)
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— drilling quality (for example: resin smear, nailheading on internal layers);

— undercut and metallic overhang;

— interface of the wall of plated through holes and the conductor on inner layers;
— separation of plating (see note);

— thickness of organic layers (including base materials);

— voids in organic layers (including base materials);

— etchback;

— (glassfibre protrusion;

— delamination;

— misregistration between layers;

— misregistration between conductor and hole patterns;

— annular ring width.

NOTE For examination of multilayer printed boards for inner layer foil cragking inne gr juhction pull-
away, test 3X11 of this standard is more sensitive for these conditions.

The relevant specification may require examination of the i fre_wallN\of plated through
holes and the conductors on inner layers prior to etching

12.9.5 Report

The report shall include:

) the test number and revision index;
) the test date;

) the identification of the
)

)

o O T o

the features which w

results of examinatlon.
12.9.6 Additio@

D

asi¥e solution. They shall be handled with care, sulphuric
gprevented by the wearing of protective glasses and chemically
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12.10 Essai 3X10: Brasabilité, essai de trempage rotatif pour trous métallisés, pistes
de brasage des composants pour montage en surface et pistes de raccordement

12.10.1 Objet

Cet essai décrit les méthodes, les définitions des défauts et donne les illustrations pour
I'évaluation de la brasabilité des pistes de brasage des composants pour montage en surface,
des pistes de raccordement et des trous métallisés des cartes imprimées, en utilisant un

testeur de trempage rotatif. Cet essai est destiné a la fois a l'usage du vendeur et de
I'utilisateur.

Cette méthode d'essai ne doit pas étre interprétée comme une procédure de production:de la
brasure ou de I'étamage pour la préparation ou la brasure des cartes imp ou des sous-
ensembles.

essayer,
profondeur d'im

Lorsque le spécin
de spécimens d'e

&tre une carte compléte, une section de carte ou un coupon proposé.
des styles de coupons proposés. Le spécimen doit étre de largeur telle

qu'il permette’un dégdgement de 13 mm des co6tés du pot d'alliage.

Si les trous métallisés sont a essayer, le nombre minimal de trous a essayer est de 30 par lot
d'essai. Le nombre minimal de sorties (trous métallisés ou pastilles de raccordement) par
spécimen d'essai doit étre de six. Le spécimen d'essai doit étre représentatif du produit.

La largueur de la partie exposée du spécimen d’essai dans la direction du déplacement doit
étre de (25 £ 5) mm.
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12.10 Test 3X10: Solderability, rotary dip test for plated through holes, surface mount
conductors and attachment lands

12.10.1 Object

This test describes the methods, defect definitions and gives illustrations for assessing
solderability of printed board surface conductors, attachment lands, and plated through holes,
using a rotary dip tester. This test is intended for use by both customer and supplier.

This test method shall not be interpreted as a production soldering or tinning procedure for
preparation or soldering of printed boards or assemblies.

the test specimen portion of a board, or of a representative coupon,
as part of the panel of boards and subsequently removed for tesifrg

surface conductors and attachment lands to wet easil
rigours of the assembly processes.

12.10.2 Test specimens

12.10.2.1 Test specimen requirements

test specimens shall be define
12.10.2.2 Test s:é :
The test specimé e board, a section of a board, or a suggested coupon.

Figures 6 ang are suggestad coupon styles The specimen shall be of a width such as to
allow 13 mm > 2

The exposed length of specimen test face in the direction of travel shall be (25 £ 5) mm.
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40 trous métallisés
Diamétre de la pastille 1,5
Diamétre (0,8 +0,013)

IEC 361/97

Figure 7 — Spécimen proposé pour I’essai des trous métallisés
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Figure 7 — Suggested test specimen for plated through holes
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12.10.2.3 Durabilité du revétement

La durabilité du revétement requis doit étre spécifiée. Les lignes directrices pour déterminer le
niveau requis pour la durabilité du revétement se trouvent ci-aprés. Avant l'essai, le
préconditionnement des spécimens doit étre mis en oeuvre et le type se trouvent de flux
spécifié conformément au tableau 4.

—42-10-2-3-1—GCatégories—de-durabilité-durevétement

Catégorie 1: durabilité minimale du revétement

Destinée aux cartes qui seront brasées dans les 30 jours a partir de da date
de fabrication et susceptibles d’étre soumises a une exp Q minifmate a la
chaleur ou a la brasure.

Catégorie 2: durabilité moyenne du revétement
Destinée aux cartes qui sont susceptibles d IX mois a
partir de la date de fabrication et d’étre soumises a On modérée

a la chaleur ou a la brasure.
Catégorie 3: durabilité maximale du revétement
Destinée aux cartes qui sont s

six mois) a partir de |
séveres de process

€es longtemps (plus de
Btre soumises a des étapes

Tableau 4 — Vieillisse 2 exigences de l'essai

N

Catégorie /Q'ecorﬂlt\lon\a\eméq \ \/ Flux
1 (Minimale) asweillisse wj@é‘de production
2 (Moyenne Pas\de vieillisseme olophane (voir 12.7.3.1.2)
3 (MWIe \\ﬂ%s mentde™§ h Colophane (voir 12.7.3.1.2)
\/ \>v

composition Sn60 ou Sn63. D'autres alliages peuvent étre utilisés selon
accord enire_le vend€&ur et 'utilisateur. La composition de la brasure, comprenant les niveaux
de contamination pendant I'essai, doit étre maintenue dans les limites indiquées dans le
tableau5.



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

61189-3 © IEC: 1997+A1:1999 -103 -

12.10.2.3 Coating durability

The required coating durability shall be specified. The following are guidelines for determining
the needed level of coating durability. Prior to the test, preconditioning of the specimens shall
be carried out and the type of flux specified as shown in table 4.

12.10.2.3.1 Coating durability categories
Category 1:  minimum coating durability
Intended for boards which will be soldered within 30 days from time\-of
manufacture, and are likely to experience minimum thermal or solder exposure.
Category 2:  average coating durability
Intended for boards which are likely to experience std
time of manufacture, and are likely to experience
exposures.
Category 3: maximum coating durability
Intended for boards which are like
months) from time of manufact
thermal or solder procesging steps.
Table 4 - Accelerﬁ}ge\ g and tes irements
Category Preconditi()ninq\ \ 3 Flux
1 (Minimum) i Pro uéﬁon type
2 (Average) in (see 12.7.3.1.2)
3 (Maximumﬁ\\é/h\ osin (see 12.7.3.1.2)

limits as referencet\jr'table 5.
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Tableau 5 — Limites maximales des contaminants du bain d’alliage

Limite maximale
Contaminant 1) du poids du contaminant 2)
%
Cuivre 0,300
Or 0,200
Cadmium 0,005
Zinc 0,005
Aluminium 0,006
Antimoine 0,500
Fer 0,020
Arsenic 0,030 Q
Bismuth 0,250
Argent >
Nickel
1) La teneur en étain de la brasure dgi
limites des +1 % de I'alliage nomin
doit étre essayée a la mém
contamination pour le cuivre/
2) i ) ium, zinc et

12.10.3.1.2 Flux

minale de 25 % par poids d'eau de gomme

de colophane blanche &tre utilisée dans un solvant a 99 % d'alcool
isopropyle. Le p ifique 43 + 0,005 g/cm3 a 25 EC. D'autres flux peuvent
étre utilisés pour Resgai o sabilité ylement selon accord entre le vendeur et l'utilisateur

(par exemple, le i pécifié en 6.6.2 de la CEl 60068-2-20 — voir aussi

NOTE Il convignt deprendke des

pour le nettoyage des spécimens d'essai avant les évaluations de
apable d'enlever les résidus de flux visibles.

Le matériau-‘u
brasabilité. deit étre

12.10.3.2 Equipement

12.10.3.2.1 Pot/bain d'alliage

Un bain _dalllage statique controleé thermostatiquement et de dimensions adequates pour
contenir les spécimens doit étre utilisé. Le bain d'alliage doit contenir suffisamment de brasure
pour maintenir la température de (245 £ 5) °C a 25 mm sous la surface pendant I'essai, sauf
accord contraire entre vendeur et utilisateur.



https://iecnorm.com/api/?name=f4eccd53cff208e36c8d66d5a44e2e55

61189-3 © IEC: 1997+A1:1999

- 105 —

Table 5 — Maximum limits of solder bath contaminants

Maximum contaminant
Contaminant ) weight limit 2)
%

Copper 0,300
Gold 0,200
Cadmium 0,005
Zinc 0,005
Aluminium 0,006
Antimony 0,500

Iron 0,020
Arsenic 0,030
Bismuth 0,250
Silver

Nickel

1)

2)

The balance of the bath shall

above.

The total coppe

contaminants shall ngt excee

gowng,

12.10.3.1.2 Flux

A non-active rosin havjng

example type LR ,
be (0,843 £ 0,0
agreement between g

of IEC 60068-2-20A%

12.10.3¢2-° Equipment

12.10.3.2.1

Solder pot/bath

f 25 % by weight water white gum rosin, for
ppropyl alcohol, shall be used. The density shall
es may be used for solderability testing only upon
p (for example, the activated flux as specified in 6.6.2

2 below).

A thermostatically controlled static _solder bath shall be used, of adequate dimensions, to

accommodate the specimens. The solder bath shall contain sufficient solder to maintain the
temperature of (245 + 2) °C at 25 mm below the surface during testing, unless otherwise
agreed to between customer and supplier.
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La brasure doit étre analysée chimiquement ou spectrographiquement ou remplacée au
minimum tous les 30 jours de fonctionnement. Un jour de fonctionnement consiste en une
période de 8 h, ou toute portion de celle-ci, pendant laquelle la brasure est liquéfiée et utilisée.
Les niveaux de contamination et la teneur en étain doivent étre conformes aux indications du
tableau 5.

L'intervalle entre les analyses peut étre allongé si les résultats de I'essai, documentés sur ce

LT HH Do

S—a e aaticfair ML H PN PoUETS HZW2 EPSTRP-UZY ST [l | H=NH P | “iamaa-ati-an—a ot
o OOt SatasTanmrc raamrsato T, mamgquoTtT gquT— 1S mimtc S uC ouTTtarmmactaoTT 1o SUTTC. PJasS

approchées.

Si la contamination dépasse les limites spécifiées dans le tableau 5, la brasure doit)étre
changée et l'intervalle entre les analyses doit étre raccourci.

12.10.3.2.2 Equipement de contrble optique

a l'occasion, un systéme de lentilles directes ou a projection a
de 10x peut étre utilisé.

12.10.3.2.3 Equipement rotatif de trempage

Un dispositif pour déplacer le spécimen d'essai d Culaire doit étre utilisé
de sorte que la surface plate du spégimen sg antact avec l'alliage a une
vitesse constante. La distance entre l¢ i entfe du spécimen d'essai doit
étre de (100 £ 5) mm. Un exemple de I'équipe i page est décrit en figure 8.

Il convient que ces parties du support, ott de retenue (si équipé), qui viennent
en contact avec le spécim gible capacité thermique et une faible

conductivité.

¥ Racle (éliminant
les scories)

&

> Alliage

(245 +2)°C

IEC 362/97
NOTE 1/ Minuteur de séjour réglé sur (3,0 £ 0,5) s.
NOTE 2 ) Contréle de vitesse réglable sur 100,0 mm R sur poste de brasure.

NOTE 3 Séjour a la fin de 100,0 mm rayon d'oscillation pour permettre a I'alliage de se solidifier.

= i i ’ i bilité

12.10.3.2.4 Equipement minuteur

L'équipement minuteur doit étre automatisé, si applicable, et précis dans les limites de la
méthode d'essai.
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The solder shall be chemically or spectrographically analysed or replaced each 30 operating
days as a minimum. An operating day consists of any 8 h period, or any portion thereof, during
which the solder is liquified and used. The levels of contamination and Sn content shall be as
shown in table 5.

The interval between analysis may be lengthened if the test results, documented to the user's
satisfaction, indicate that the contamination limits are not being approached.

If contamination exceeds the limits specified in table 2, the solder shall be changed, and the
interval between analysis shall be shortened.

12.10.3.2.2 Optical inspection equipment

Inspection generally shall be carried out by the unaided eye (ce
permitted) but, on occasion, either a direct or projection lens syste
magnification may be used.

an glasses
W of 10x

12.10.3.2.3 Rotary dip equipment

e (160 + 5) mm. An

(245 £2) °C

\> Solder
)

IEC 362/97

NOTE 1 Dwell timer set at (3,0 £ 0,5) s.
NOTE.2 ) Adjustable speed control on 100,0 mm R on solder station.
NOTE 3 Dwell at end of 100,0 mm radius swing to allow solder to solidify.

Figure 8 — Rotary dip solderability test equipment

12.10.3.2.4 Timing equipment

Timing equipment shall be automated, where applicable, and accurate to the limits of the test
method.
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12.10.4 Procédures
12.10.4.1 Limitations

Les procédures d'essai sont applicables a la plupart des modéles de cartes imprimées typiques
de l'industrie. Il est reconnu que les cartes imprimées épaisses ne réagissent pas de la méme
maniére que les cartes imprimées minces, a cause de leur masse thermique plus importante,
du nombre de plans et du poids de la colonne de soudure a l'intérieur du trou. Ces facteurs

réduisent largement la probabilité que toutes les surfaces pourront présenter complétement la
condition mouillée.

S'il est démontré, a la satisfaction de I'utilisateur, que les modifications dans la procédure’sont
nécessaires a cause des caractéristiques physiques d'un spécimen et no 1 soudabilité du
spécimen, une nouvelle procédure doit étre préparée et utilisée seulemen s application.

12.10.4.2 Conditionnement

e préparés pour
I'essai suivant le conditionnement spécifié par [I'utili 2:1Q. Des précautions
doivent etre prises pour prévenir la contamination (par graisse t|on ou autres) de la

Le spécimen a essayer peut subir ‘d'autxe 3 i ent tels que dégraissage,
nettoyage aqueux, polissage du cuivre ) chage, selon un accord entre le
vendeur et |'utilisateur.

12.10.4.2.2 Vieillisseme

Le vieillissement accéléxé ament a I'essai 1P03.

12.10.4.2.3 sa@
: ¥ la vapeur et avant l'essai de brasabilité, tous les

spécimens doivelt & 258 + 5) °C pendant (60* 165) min pour enlever I'humidité et

Les spéciméns d' ai sont a tremper complétement dans le flux pendant 5 s a 10 s, pour étre
soudés. Le\flux doit étre maintenu a la composition prescrite définie en 12.10.3.1.2. Aprés son
retrait du-flux, le spécimen doit pouvoir s’égoutter verticalement pendant un maximum de 60 s
sur une feuille de papier absorbant. L'essai de brasabilité doit alors étre effectué en un temps
nen.inférieur a 1 min et non supérieur a 5 min aprés absorption des gouttes par le buvard.

——142.10-4-4—Essai-de-trempagerotatif

La durée de contact entre n'importe quel point de la face d'essai du spécimen et I'alliage fondu
doit étre déterminée par un minuteur activé par le contact électrique du détecteur avec l'alliage
fondu. La pointe du détecteur doit étre adjacente au spécimen sur le support de spécimen. Le
détecteur doit étre maintenu propre et doit étre électriquement isolé du support de spécimen
qui le porte.

Une bande de polytétrafluoroéthyléne (PTFE) de 50 mm de large ou équivalent doit précéder le
spécimen d'essai dans le cycle d'essai, immédiatement avant l'introduction du spécimen, afin
d'enlever I'oxyde ou le flux résiduel de la surface de l'alliage.
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12.10.4 Procedures
12.10.4.1 Limitations

The test procedures are applicable to most printed board constructions, typical of the industry.
It is recognized that thick printed boards will not respond in the same way as thin printed
boards, due to their increased thermal mass and number of planes, and weight of the solder
column within the hole. These factors greatly reduce the likelihood that all surfaces will display

a completely wetted condition.

If it is demonstrated, to the user's satisfaction, that changes in the procedure are necessary,
due to the physical characteristics of a specimen and not to the solderability of the specimen, a
new procedure shall be documented and used only for that application.

12.10.4.2 Conditioning

12.10.4.2.1 Specimen preparation and conditioning for test

The test specimen(s) in the " as- received" condition shall be prepared forktesting¥n accordance

jsed to prevent

brightening, and/or baking.

12.10.4.2.2 Accelerated ageing

Immediately aft
at (105 = 5) °C fo

withdrawal from X, the specimen shall be allowed to drain vertically for a maximum of
60 s and placed o heet of absorbent paper. The solderability test shall then be performed
in not less\than 1 min, and not more than 5 min after blotting.

12,10-4.4 Rotary dip testing

The time of contact between any point of the test face of the test specimen and the molten

solder shall be determined hy a timer activated h\Jl the electrical contact of the sensor with the.

molten solder. The tip of the sensor shall be located adjacent to the specimen on the specimen
holder. The sensor shall be kept clean, and shall be electrically insulated from the specimen
holder which carries it.

A strip of 50 mm wide polytetrafluoroethylene (PTFE) or equivalent shall precede the test
specimen in the test cycle, in order to remove oxide or flux residue from the solder surface,
immediately before the specimen is introduced.
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Les scories et les flux brllés/résiduels doivent étre complétement enlevés de la surface de
I'alliage fondu immédiatement avant le trempage.

Apres le fluxage et I'égouttage en 12.10.4.3, monter le spécimen a essayer sur le support de
spécimen de I'équipement d'essai.

Ajuster I'équipement d'essai pour immerger le spécimen de 0,75 mm a 1,0 mm dans l'alliage,

Saut speciiication contraire. Acuver lequipement d essal pour exposer le specimen a lalliage.
Aprés que le spécimen a été dégagé du bain d'alliage, laisser tout I'alliage se solidifier dans Ja
position dans laquelle la machine s'arréte avant d'enlever le spécimen de son support. Des
précautions doivent étre prises pour que l'alliage ne s'écoule pas sur la face supérieure du
spécimen. Cela peut étre affecté par la largeur du spécimen.

La durée de séjour a la profondeur maximale doit étre de (3 £ 0,5) s a

Avant I'examen, le flux doit étre enlevé de tous les spécimg
nettoyage indiqué en 12.10.3.1.3.

12.10.4.5 Evaluation

L'examen visuel doit étre effectué a I'oeil nu, corrigé
un contrdle correct. Pour faciliter I'évaluation
l'utilisateur sont d'accord que des copditions

ouMorsque le vendeur et
éveres sont appropriées,

La zone de 3,2 mm de large a partir d
étre évaluée. Les zones en contact ave

e chaque spécimen d'essai ne doit pas
ivent pas étre évaluées.

12.10.5 Rapport
12.10.5.1 Evaluation|du
Qin% a 5 mm de toute surface ou structure de fixation

} eront évalués. Une zone de 3,2 mm de large du bord
iye doit pas étre évaluée. Les zones en contact avec les

Seuls les trous
supportant le spéciry

la date\de I'essai;

)
)
c) l'identification et type/source du ou des spécimens (carte, portion de carte, coupon, etc.);
) Jle nombre de spécimens essayés;

)

les exigences de conditionnement utilisées;

f) le critére d'acceptation/de rejet et les résultats pour chaque spécimen essayé;
g) tout écart par rapport a la présente méthode d'essai.
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Dross and burned/residual flux shall be completely removed from the surface of the molten
solder immediately prior to dipping.

After fluxing and draining, in 12.10.4.3, mount the specimen to be tested in the test equipment
specimen holder.

Adjust the test equipment to immerse the specimen 0,75 mm to 1,0 mm into the solder, unless

otherwise speciiied. Activaie the test equipment 10 expose the specimen to solder. Alter ihe
specimen has cleared the solder bath, allow all the solder to solidify in the position in which the
machine stops before removing the specimen from the holder. Care shall be taken that solder
does not flow over the upper face of the specimen. This may be affected by the width of the
specimen.

Dwell time at the maximum depth shall be a minimum of (3 + 0,5) s.

Prior to examination, specimens shall have the flux removed
accordance with 12.10.3.1.3.

12.10.4.5 Evaluation

and supplier agree that more critical viewj
12.10.3.2.2 is recommended.

An area of 3,2 mm width from the bottg
Areas contacted by fixtures shall not b

12.10.5 Report
12.10.5.1 Plated thro

Only plated thro
supporting the speci
bottom edge of ea
not be evaluated.

The report

) the test humbe
) the date of the test;

) theyidentification and type/source of specimen(s), (board, portion of board, coupon, etc.);
)

)

VY

d revision;

Q O T

the number of specimens tested,;

O

the conditioning requirements used;

—h

) the accept/reject criteria and results for each specimen tested;
any deviation from this test method.

(o]
-
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12.10.6 Informations complémentaires

Condition acceptable Condition non acceptable

o

Vue agrandie

IEC 363/97

Les flux non‘activés)de colophane pure (flux de type R) sont spécifiés pour l'essai de
brasabilité, pour deuX raisons principales: fournir un maximum de sensibilité durant I'essai et
fournir yn*flux de base cohérent pour les résultats de I'essai. Les matériaux de colophane
activeés,‘ont différentes caractéristiques de performance, aussi bien chez un fabricant qu’entre
fabricants. lls ne donnent donc pas un matériau de base aussi stable que les matériaux de
colophane non activés pour les besoins de I'essai.

12.10.6.1.2 Autres flux

Dans certains cas, il peut étre nécessaire d'utiliser d'autres flux que le flux non activé, des flux
de colophane pure. On doit se rappeler qu'a l'intérieur d'autres types génériques, différentes
formulations peuvent donner différents résultats. Il est donc important que, si lI'essai est
effectué a la fois chez le vendeur et chez I'utilisateur, ils utilisent les deux la méme formulation.
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12.10.6 Additional information

Acceptable condition Non acceptable condition

Magnified view

IEC 363/97

older wetting of plated through holes

provide maximum~sepsitivity during the test and to provide a consistent base flux for testing
results. Activated rosin materials have different performance characteristics, both within a
manufacturer and between manufacturers. Therefore, for testing purposes they do not provide
as stable a base material as do the non-activated rosin materials.

12:10.6.1.2 Other fluxes

In certain cases, it may be necessary to use other than non-activated flux, pure rosin flux. It
must be remembered that within other generic types, different formulations may give different
results. Therefore, it is important that if testing is being performed at both customer and
supplier locations, the same formulation shall be used by both.
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